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Midspan Patch Panel With Compensation Circuit For
Data Terminal Equipment, Power Insertion And Data Collection

REFERENCE TO RELATED APPLICATIONS

[0001] Related subject matter is disclosed in a U.S. patent application of
AbuGhazaleh et al., entitled “Midspan Patch Panel With Circnit Separation For Data
Terminel Equipment, Power Insertion And Data Collection”, Serial No. 10/791,291,
the subject matter of which is incorporated herein by reference.

FIELD OF THE INVENTION

[0002] The present invention relates to a paich panel replacement device
including advanced features for providing power and data collection in association
with attached network devices while providing at least category 3, S, 5e, 6 and/or
higher (e.g. 6¢ or 7) and equivalent peifformance levels as required. More
particularly, the present invention relates to a patch panel printed circuit board
including modular or fixed elecirical components for use with providing advanced
features and further including compensation circuit elements to minimize the adverse
cffects of electronics required for providing such advanced features.

ACK F THE INV ON

[0003] The convergence of telecom and datacom technologies, as well as the
blurring distinction between the system side and the cabling system of networks is

. driving a continuous evolution of structured cabling User expectations and

dependence on local area network (LAN) performance is creating an expectation
beyond operational speed and reliability to further include device tracking and system
management.  Currently, limited progress has been made in such areas due to the
impact of proposed inllprovements upon operational speed. As hubs and switches dﬂl'
in logical addresses and nctwork maps, asset location and connection management is

s %
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best addressed through the cabling system. Development of advancements must
address several evolving system features and requirements such as the detection of
connected devices, including the addition, removal and/or movement of such devices
accessing the system and the provision of power to connected devices.

[0004] The movement of devices accessing the system is one of several
considerations during improvement developments. As described in U.S. Patent No.
6,350,148, issued Feb. 26, 2002, to Batolutti et al., the subject matter of which is
incorporated herein by reference, many businesses have dedicated telecommunication
systems that enable computers, telephones, facsimile machines and the like to
communicate with each other through a private network, and communicate with
remote locations via a telecommunications service provider. In most buildings, the
dedicated telecommunications system is hard wired using telecommunication cables
that are coupled to individual sexvice ports throughout the building. The wires from
the dedicated service ports typically cxtend throughout the building and terminate at a
patching system that is used to interconnect the various telecormnunpication lines. The
patching system is usually located within a telecommunications closet and is most
often positioned on a mounting frame that includes a number of racks or patch panels
to which each telecommunication line is terminated. The patch panels include a
number of port assemblies, such as RJ-45 telecommunication connector ports, and
each telecommunication line is terminated to the patch panel in an organized manner.
[0005] One example of device movement considerations as disclosed in the
Batolutti patent includes assigning onc or morc employees their own computer
network access number exchange so that the employee can interface with a company
main frame computer or computer network. As employees or equipment are moved,
patch cords in a typical telecommunications closet are rearranged and new positions
are manually documented using cither paper or computer based logs. However,
technicians often neglect to update the arrangement log cach time a change is made.
To correct this, manual tracing of the patch cord must be performed which can be
both time consuming and prone to forther errors.

[0O06] Detecting connected devices is another consideration during improvement
development which is conﬁnonly required for security purposes in many applications.
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Details of several examples of such detection issues are disclosed in U.S. Patent No.
5,406,260, issued April 11, 1995, to Cummings et al., the subject matter of which is
incorporated herein by reference. A number of device detection methods have been
developed for guarding against the unauthorized removal of electronic equipment,
including methods that require the actual physical attachment of a security cord to
cach piece of protected equipment or the attachment of non-removal tags to the
equipment. However, these methods require rather expensive sensing devices and are
not very practical in all cases. In the device detection method disclosed in the
Cummings patent, an isolation power supply is used to provide a low current DC
power signal to each communication link and thereafter, monitor a circuit loop
created through a DC resistive termination between the communication link and a
remote device. Any interruption between the communication link and the remote
device, such as the removal of the device from the communication link, disrupts the
circuit loop and triggers an alarm.

[0007] Additional methods of circuit loop device detection also include the
sensing of a current loop that is physically coupled to the protected equipment. One
such method is disclosed in U.S. Patent No. 4,654,640, issued March 31, 1987, to
Carll et al., the subject matter of which is incorporated herein by reference. The Carll
patent discloses a theft alarm system for use with a digital signal PBX telephone
system which includes a number of electronic tethers connected to individual pieces
of protected equipment, each tether including a pair of conductors which are
c;mectedtofonnaclosedcmltloopvialsuiesreaistorandconductivefoil
adhesively bonded to the equipment. Once assembled, the resulting circuit loop can be
used for device removal detection, howsver, the conductive foil which is bonded to
the equipment may be carefully removed without any detection.

[0008] The Batolutti patent also referenced above, discloses yet another method
of detection for paich panel comnectors themselves. A patch panel on which multiple
mechanical sensors are mounted, serves to detect the presence or absence of a patch
cord cormector in a connector port on the panel and a computer controller connected
to the multiple sensors may then be used to monitor changes in patch panel
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connections such as when a connector is removed from a connector port. The
detection, however, is limited to the mere absence or presence of a connector.

[0009] Providing power to connected devices is yet another consideration during
improvement development which can often include aspects of device detection as
described above. Power applications, such as those found in power over ethernet
technologics, allows IP telephones, wireless LAN Access Points and other appliances
to receive power while also receiving data over existing LAN cabling without a need
to modify ethemet infrastructure. Such technologies are described in IEEE802.3af,
also known as Power Over Ethemet, which outlines the designs of Ethemnet power-
sourcing equipment and powered terminals. .
[0010] Various methods for providing power to remote devices are also disclosed
in U.S. Patent No. 6,218,930, issued April 17, 2001, to Katzenberg et al., the subject
matter of which is incorporated herein by reference. In one example of a power
application technology, an initial detection step is used prior to a power application
step. Prior to applying extemal power to a device, automatic detection of connected
equipment is accomplished by delivering a low level current to the network interface
and measuring-a voltage drop in the return path. The measurement can have three
states, including no voltage drop, a fixed level voltage drop or a varying level voltage
drop. As disclosed in the Katzenberg patent, if no voltage drop is detected, then the
remote equipment does not contain a DC resistive termination and this equipment is
identified as unable to support remote power feed. If a fixed voltage level is detected,
the remote cquipment contains a DC resistive termination, such as a "bob smith”
termination and this equipment is also identified as being unable to support remote
power feed. If a varying voltage level is detected, this detection indicates the
presence of a DC-DC switching supply in the remote equipment and this equipment is
identified as being able to support remote power feed which is then provided.

[0O11] The attempts to address device movement and detection, as well as
attempis 1o address providing power to connected devices, typically fail to consider
the communication performance degradation that such solutions can create. Where
attempts to correct performance degradation have been made, the solutions have
typically been limited to the relocation and manipulation of signal traces. Examples
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of such solutions are disclosed in U.S. Patent No. 5,797,764, issued August 25, 1998,
to Coulombe et al., and in U.S. Patent No. 5,673,009, issucd September 30, 1997, to
Klas et al., the subject maiter of each being incorporated herein by reference. The
Coulombe patent discloses a printed circuit board electrically coupling a connector
block and jack assembly within a patch panel. Each signal trace on the board is
provided a compensation trace aligned either above or below the respective signal
trace for an electromagnetic connection between traces sufficient to reduce crosstalk.
Trace manipulation is also disclosed in the Klas patent, which discusses a printed
circuit board on which crosstalk is eliminated through the relocation of adjacent
traces. Equal and opposite signal source traces are placed adjacent to one another
such that cumulative crosstalk is eliminated. Unfortunately, trace manipulation is not
sufficient in every case to provide category 3, 5, Se, 6 and/or higher and equivalent
performance levels.

[0012] Still further examples of such solutions are disclosed in U.S. Patent No.
6,443,777, issued September 3, 2002, to McCurdy et al,, and in U.S. Patent No.
6,464,541, issued October 15, 2002, to Haghim et al., the subject matter of each being
incorporated herein by reference. The McCurdy patent discloses an inductive and
capacitive crosstalk compensation technique incorporated into a communication
connector (i.e. modular jack) which includes the relocation of contact wires and the
addition of a printed wiring board for capacitive coupling. The contact wires are
separated by a distance get to obtain an adequate level of inductive compensation
coupling, and a capacitive coupling is provided by one or more printed circuit boards
located in the plug body as the contact wires are displaced. The use of such printed
wiring boards is also discussed in the Hashim patent, which also discloses a two stage
crosstalk compensation technique. In a first stage, 2 printed wiring board is provided
for capacitive coupling as the contact wires are displaced, and in a second stage, a
printed wiring board is provided having a number of inductive loops and carefuily
positioned comb traces. Although both the McCurdy and Hashim patents address
crosstalk reductions at the connector position, each fails to address the performance
degradation beyond the connector, including performance degradation that can be
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created due to additional active circuitry elements involved in providing advanced
features.
{0013] Accordingly, a nced exists for an asset aware patch panel that can include
advanced features for asset management and security, and can also provide
compensation for active electronics used in achieving these and other advanced
features.

S F INVENTI]

[0014] An object of the present invention is to provide a system and method for
an asset aware patch panel circuit that can include advanced feature components for
use with asset management and security functions, including functions for providing
power and detection for remotely connected devices.

[001S]  Another object of the present invention i to provide a system snd method
for an asset aware patch panel circuit that can provide advanced feature components
as either removable modular electronic components or as fixed electronic components
located directly on a patch panel printed circuit board.

[0016] Another object of the present invention is o provide a system and method
for an asset aware patch panel circuit that can provide communication between an
insulation displacement connector (IDC) at a PD/User end and any standard interface
type using twisted pair cables, such as an RJ45 comnector, at a switch end (ic.
telecommunication equipment end).

[0017] A further object of the present invention is o provide a system and method
for an asset aware patch panel circuit that can minimize the adverse performance
cffects on communication created by removable modular or fixed electronic advanced
feature components and provide at least category 3, 5, 5e, 6 and/or higher (e.g. 6e or
7) and equivalent performance levels as required.

[0018] Yet another object of the present invention is to provide a system and
method for an asset aware patch panel circuit constructed as a 3U panel which
includes space for cable management and active circuitry between telecommunication
circuits arranged above and below the cable management and active circuitry,
including 1 to 120 ports such that density is maintained.

6
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[0019] These and other objects of the present invention are substantially achieved
by providing an asset aware patch panel circuit that can include removable modular or
fixed electronic components located directly on a patch panel printed circuit board,
which are separately or in combination used in providing advanced features. The
advanced features can include detecting the connection presence or absence of a
remote device and where applicable, providing a power supply to connected remote
devices including VoIP phones, remote wireless Ethemnet devices and other network
devices. The patch panel circuit includes a multilayered patch panel printed circuit
board having a plurality of layers, a communication circuit disposed on a first layer
and electrically coupled between en insulation displacement connector (IDC) at a

PD/User end and an RJ45 connector at a switch end, and a removable modular or*

fixed electronic component electrically coupled with said communication circuit. The
component can include an active circuit disposed on a second layer for use in
providing an advanced feature. The circuit further includes compensating circuit
elements, which are disposed directly between signal traces on the first and/or second
layers, and can also be disposed on a third layer, wherein each element is provided to
establish a compensating capacitance and inductive coupling with the active circuit to
substantially minimize the adverse effects resulting from the active circuit.

[0020] The patch panel circuit and included fixed and/or removable components
can support devices implementing techniques similar to those of IEEE802.3af and
TIA-568B series, including updates such as TIAS68B.1-6. The patch panel circuit
and included components are also sufficiently flexible to provide power to other
proprietary device configurations, applications or developing standards that require
similar power levels.

[0021] The patch panel circuit can also perform data collection functions on
various systern parameters including device connections, locations and power status
conditions at various connection ports. In each case, the patch panel circuit provides
at least category 3, 5, Se, 6 and/or higher (e.g. 6e or 7) and equivalent performance
levels by minimizing the adverse effects of the active fixed and/or removable

electronics used in providing advanced features through the use of inductive,
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capacitive and reactive circuit elements positioned to compensate for advanced
feature electronics.

[0022] Other objects, advantages and salient features of the present invention will
become apparent from the following detailed description, which, when taken in
conjunction with the annexed drawings, discloses a preferred embodiment of the

present invention.

BRIEF D N OF THE D, G

f0023) Refeming to the drawings which form a part of this disclosure:

[0024] FIG. 1 is a block diagram illustrating a data terminal equipment power
insertion and data collection patch panel circuit in accordance with an embodiment of
the present invention; |
fO025] FIG. 2 is a pemspective view from a first angle illustrating a mounting
panel in accordance with an embodiment of the present invention;

[0026] FIG. 3 is a perspective view from a second angle illustrating a mounting
panel in accordance with an embodiment of the present invention;

[0027] FIG. 4 is a side elevational view illustrating & patch pane! assembly
including sdvanced feature clectronics in accordance with an embodiment of the
present invention;

[0028] FIG. 5 is a side clevational view illustrating a patch panel assembly
inchuding advanced feature plug-in modules as a parallel mounted functionality option
board in accordance with an embodiment of the present invention;

[0029] FIG. 6 is a side clevational view illusimting a patch panel assembly
including advanced feature plug-in modules as a perpendicular mounted finctionality
option board in accordance with an embodiment of the present invention;

[0030] FIG. 7 is a plan view of a layered patch panel printed circuit board in
accordance with an embodiment of the present invention;

J0031] FIG. 8 is a schematic illustrating an example of active circuit clements that
can be disposed on the patch pane] printed circuit board for use in providing detection
and power insertion in accordance with an embodiment of the present invention;
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[0032] FIG. 9 is a trace layout schematic illustrating the circuit of Fig. 8 as
disposed on the patch panel printed circuit board in accordance with an embodiment
of the present invention;

[0033] FIG. 10 is a trace layout echemaltic iliustrating an effect minimizing circuit
as disposed on the patch panel printed circuit board for use with the circuit of Fig. 8 in
accordance with an embodiment of the present invention; and .

[0034] FIG. 11 is a trace layout schematic illustrating both the effect minimizing
cireuit of Fig. 10 and the circuit of Fig. 9 in an example position on the patch panel
printed circuit board in accordance with an embodiment of the present invention.

DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

[0035] The present invention includes an electrical device which functions as a
patch panel while providing additional advanced features. Where such features are
provided, the present invention also serves to reduce or climinate the adverse effects
created by the additional feature electronics through positioning and separation of
circuit clements, and/or providing effect minimizing or compensation circuit clements
{0 increase performance levels.

[0036] The present invention can include one or more edvanced feature
components separately or in combination as either modular plug-in units or circuits
disposed directly on the patch panel circuit board. As described in greater detail
bdw,kﬁvmedfulumwmpomﬂmbemdhdﬂeuéeﬁmnthchdmm
patch panel cabling, both for security and to determine the device types with respect
to power requirements, and further provide DC power to atiached devices where
practical. Power can be provided through techniques similar to those outlined in
IEEE802.3af and TIA-568B series, including updates such as TIAS68B.1-6 and other
developing standards.

[0037] The modular feature of the present invention allows such components to
be added and removed in anmy number of combinations to provide a wide range of
desired advanced features to the patch panel, even beyond those outlined above. For
example, there are several standards and applications that need power application
other then IEEE802.3af, such as building sutomation systems, security systems, VoIP

9
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and so on, and the reference to IEEE802.3af above is presented as one example of the
application of the present invention. Also, the modular features of the present
invention allow for still developing standards, such as those associated with the TIA
and [EEE.

[0038] The advanced feature components, however, are not restricted to modular
units and can also include fixed circuits or circuit components that are disposed
directly on the patch panel or patch panel printed circuit board. In each case and
specifically in cases where additional feature circuit components are disposed directly
on the patch panel printed circuit board, the components can create adverse effects
which require compensation if the patch panel is to achieve desired performance
levels. Such compensation can be provided through technigues such as separation
and selective positioning of advanced feature components and circuits, and through
the addition of active circuit components to the patch panel printed circuit board.
[0039] Fig. 1 is & block diagram 10 illustrating a data terminal equipment power
insertion and data collection patch panel circuit 12 which can include an optional
device detection feature 14, a power insertion feature 16, a port assembly 18 and a
data management feature 20 in accordance with an embodiment of the present
invention. An example of a remote device network 22 is also shown, including a
communication link 24 serving to electrically couple a number of remotely connected
devices 22(a) through 22(d) with the patch panel circuit 12. As known to those
skilled in the art, the patch panel circuit typically serves as a link or connection
between such devices and a network file server or switch 26.

[0040] Each remotely located device 22(a) through 22(d) is comnected to the
network 26 via the patch panel 12 so as to provide widespread remote user access to a
network. The remotely located devices 22(a) through 22(d) (e.g. personal computers)
are shown connected to port assembly 18 via a data communication link 24 which
includes a plurality of transmit and receive communication: lines for communicating
information between each of the remotely located devices and a final destination, such
as the network file server 26.

[0041] In the embodiment of the present invention shown in Fig. 1, the patch
panel 12 can be used to monitor each remotely Jocated electronic device 22(a) through

10
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22(d) using for example, » current loop contmuity circuit provided by the device
detection feature 14 as described in greater detail below. The device detection feature
14 can be provided as a removable, modular electronic component, or as a fixed
circuit disposed directly on a patch panel printed circuit board of the pach panel
circuit 12. In either case, the device detection feature 14 can be used to monitor the
data commupication link 24 and detect the presence and removal of any device from
the network 22. The addition of this advanced feature however, can produce
detrimental effects in the communication performance of the patch panel circuit 12,
[0042] The paich panel circuit 12 can also be used to provide power insertion for
cach remotely located electronic device 22(a) through 22(d) using for example, the
data communication link 24. The communication link 24 allows the power insertion
feature 16 of the patch panel circuit 12 to provide equipment power insertion ns
described in greater detail below. Additional details regarding device detection and
power insertion are disclosed in U.S. Patent No. 5,406,260 to Cummings et al,
referenced above.

[0043] The patch panel circuit 12 of Fig. 1 can further include a data management
feature 20 provided to monitor, control and collect data from the remote device
network 22, device detection feature 14, power ingertion feature 16 and any additional
feature components that may be included. The information can be remotely sccessed,
periodically polled or provided to a network server for systern management purposcs.
Az with the device detection feature 14, the power insertion feature 16 and dsta
management festure 20 can also be provided as removable, modular electronic
components, ot fixed circuits disposed directly on a patch panel printed circuit board
and can also produce detrimental effects in the communication performance of the
patch panel circuit 12.

[0044] The paich panel circuit 12 of Fig 1 can be comstructed as a
telecommunications rack including an adapter panel, a number of paich port
asscmblies and one or more printed circuit boards. Each patch panel printed circuit
board can be mechanically mounted to an adapter panel thereby providing a platform,
or mounting surface for patch panel electronic components and additional function
components.

|
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[0045] Figs. 2 and 3 are perspective views from a first and second angle
illustrating a mounting panel in accordance with an embodiment of the present
invention. Fig. 2 shows a panel 30 front surface having a serics of cable management
mechanisms 34 secured and extending from the panel surface between a series of port
apertures 32. Between the cable management mechanisms and adjacent to each port
apertures, a series of openings 38 are provided. Fig. 3 shows a panel 30 rear surface
having a series of mounting mechanisms 36 secured and extending from the panel
surface. Euhfeatumofﬂlepanelshownmﬁgs.zm3aredambedmgwer
detail below in association with-an assembled pnlt.h panel printed circuit board and
components.

[0D46] As noted above, the panel 30 includes a series of cable management
mechanisms, port apertures, openings and mounting mechanisms, upon which & patch
panel printed circuit board and essocisted companents can be assembled and mounted
as shown in Figs. 4, 5 and 6. Figs. 4, 5 and 6, are side elevational views illustrating
an assembled telecommunications rack of patch panel circuit 12 in accordance with
the present invention. As shown in Figs. 4 through 6, the front surface of the adapter
panel 30 includes a series of cable management mechanisms 34 mechanically
attached adjacent lo the series of port apertures 32 and can be used to provide support,
control and protection for various cables associated with the patch panel circuit 12. In
the example shown, the cable management mechanisms can be constructed as rings
having an enclosed circumference with at least one access opening provided for cable
insertion. The cable management mechanisms of Figs. 4 through 6 are presented as
one example, and may be constructed in differemt arrangements in yet other versions
of the: present invention as required by the application. The adspter panel 30 also
includes a series of openings 38 between the front and rear surface of the adapter
panel 30, allowing access between surfaces for use in cable routing and modular plug
installations as described in greater detail below.

[0047] The rear surface of the adapter panel 30 can include ons or more printed
circuit boards 40 mechanically mounted via a series of mounting posts 36 extending
from the rear surface of the adapter panel. The mounting posts can be constructed
having a threaded inside diameter to receive a threaded connector via one or more

12
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—

mounting holes located on the printed circuit boards or circuit modules. {_O_n_e or more
mounting posts 36 can also be used as an eléctrical ground connection between a
ground plane of an attached printed circuit board and the adapter panel. In yet another
version of the present invention, the mounting posts 36 can be replaced by one or
more plastic support members having a snap fit or similar mechanism at each end as
known to those skilled in the art.

[0048] Each mounting mechanism described above can be used to secure one or
more printed circuit boards to the rear surface of the adapter panel 30 upon which
both signal routing and advanced feature components can be positioned as shown in
Figs. 4 through 6. In Fig. 4, a patch panel printed circuit board 40 is shown mounted
parzllel to the rear surface of the adapter panel 30, thereby providing an exposed and

accessible mounting surface for additional feature components and/or modules, such .

as the device detection feature 14, power insertion feature 16 and data management
feature 20. The additional featurc components and/or modules can be disposed
directly upon the printed circuit board 40, or electrically coupled as modules,
including paraliel modular printed circuit boards as shown in Fig. 5, or perpendicular
modular printed circuit boards as in Fig. 6. In Fig. 5, an additional feature, or
additional functionality option board 48.is shown mounted parallel to the surface of
the patch panel printed circuit board 40, and in Fig. 6, an additional feature printed
circuit board 50 is shown mounted perpendicular to the patch panel printed circuit
board 40, each using direct modular or flexible connections 45 to electrically couple
each printed circuit board 40, 48 and 50.

[0049) A number of coupling devices, such as patch port assemblies 44, can also
be positioned on the surface of the printed circuit board 40 to interface with various
cabling routed along the front surface of the adapter panel. The coupling devices,
shown extending between the surface of the printed circuit board 40 and the front
surface of the adapter panel 30 via port apertures 32, can be used to terminate cabling
rotrted through the cable management mechanisms 34 without requiring direct access
to the printed circuit boards 40, 48 or 50, and provide the clectrical circuit between an
insulation displacement comector (IDC) and & modular RJ45 connector a6 described
in greater detail below. '
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[0050] Retumning to Fig. 4, the printed circuit board 40 can accommodate the
required electronic circuitry 46 for the advanced feature circuits directly on the
surface area of the patch panel printed circuit board 40, or as shown in Figs. 5 and 6,
the advanced feature components can be modular and coupled with the printed circuit
board 40 in any number of combinations. These advanced feature circuits of Figa. 4
through 6, components 46, 48, and 50 respectively, can include the device detection,
power insertion, and management features of Fig. 1, in addition to any number of
additional advanced features available. , Each advanced feature circuit can be added,
upgraded, removed, or replaced according to the desired level of functionality desired
without replacing the entire patch panel 12 or patch panel printed circuit board 40 and
incurring additional rewiring costs.

[0051]) Once sssembled, the patch panel printed circuit board 40 can be used to
provide a communication circuit between, for example, an insulation displacement
connector at a PD/User end, and any standard interface type using vnshielded twisted
pair cables, such as an RJ45 comnector at a switch end. As constructed, the present -
invention can include a 3U panel which has space for cable management and active
circuitry between telecommunication circuits that are arranged above and below the
cable management and active circuitry, and including 1 to 120 ports per unit such that
density is mainteined.

[0052] As known to those skilled in the art, the required electronic circuitry for
the advanced feature circuits 46, 48 and 50, typically includes a certain amount of
active circuitry. Where these circuits are provided as plug-in modules or positioned
on the printed circuit board 40, a degree of patch panel performance degradation can
be created due to the active circuitry elements involved. The printed circuit board 40
of the present invention however, is configured to compensate for this degradation
and provide category 3, 5, 5e, 6 and/or higher (e.8. 6¢ or 7) and equivalent
performance levels as required. Specifically, the present invention includes a patch
panel circuit having a number of techniques to significantly minimize the impact of
such performance degradation.

[0053] A first compensation technique used in accordance with the present
invention is achieved through patch panel printed circuit board design and layer
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separation. As shown in Fig. 7, the present invention constructs the printed circuit
board 40 as an ordered multi-layered panel to separate the signal layers, such as the
traditional telecommunication signals and the like (e.g., Ethernet signals), from the
active circuits. Fig. 7 is a plan view of a layered patch panel printed circuit board
assembly illustrating individual layer views of the patch panel printed circuit board 40
in accordance with the present invention.

{0054] The active circuitry of the patch panel circuit 12 typically includes any
detection circuitry, operational amplifiers and other components necessary for logical
operations and power insertion in the patch panel network. Additional details
regarding such circuitry are disclosed in U.S. Patent No. 5,406,260 to Cummings et
gl., referenced above. In the present invention, this active circuitry is positioned on
one or more layers of the printed circuit board 40, which are then separated from
remaining layers as described below.

[OO55] In the example shown in Fig. 7, the printed circuit board panel 40 of patch
panel 12 is constructed of at least 8 layers, and includes layers 52 through 66 upon
which components, features and signal traces can be separated yet still provide an
electrical circuit between an IDC and an RJ45 connector in accordance with an
embodiment of the present invention. In the multi-layer patch panel of Fig. 7, the
signal layers occupy the first two or more layers, beneath which are ground and power
layers that provide isolation. The remaining one or more layers contain the
components and routing for the active circuits which are separated from the signal, or
telecommunication circuitry by placement in layers that are isolated by the ground
and/or power planes. One example of the layers of the printed circuit board 40 are
defined below in Table 1.
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Table 1

Layer Function

52 Telecommunication circuit with signal carrying traces and 2
limited number of compensation circuitry. This layer also can
include components which need to be pert of, or in close

proximity to the sipnal tfaces>

54 Telecommunication circuit with compensation circuitry and a
limited number of signal carrying traces.

56 Ground plane.

58 Ground plane. .

60 Power plane (e.g. +8 to +15V).

62 Power plane (e.g. +5V).

Active circuit secondary routing layer.

RS

Active components, IDC components, plug-in module
connectors and primary routing for active circuitry.

[00S56] When combined, the layers of the printed circuit board 40 provide an
electric circuit for interfacing the field wiring with the system wiring and advanced
features. In doing so, the circuit participation of each layer of printed circuit board 40
can be described as follows.

[0057] On layer 52, telecommunication circuits 53, each with signal carrying
traces and compensation circuits are used to provide communications between a user
end and switch end. Also, as discussed in greater detail below in regards to a second
compensation technique, a series of compensating circuit elements 68 are positioned
in the span of the signal layer. Between layers 52 and 54, is a first of several prepreg
layers.

[0058] Below the first prepreg layer, a routing layer 54 is included (c.g., an
Ethernet signal trace layer), followed by a first of several core layers or conventional
insulator sheets, and provides a telecommunication circuit with a limited number of
signal carrying traces. Below the first core layer are layers 56 and 58, which are
electrical ground planes separated by a second prepreg layer and followed by a second
core layer. Below the second core layer is a voltage plane layer 60 and 62, which are
scparated by a third prepreg layer and followed by a third core layer. Below the third
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core layer is layer 64, including the active circuit secondary routing 65, which is
followed by a fourth prepreg layer. Below the fourth prepreg layer is layer 66,
including the active components 67, primary routing for active circuitry, and IDC
connections.

[DO59]) The active circuitry of the advanced features located on, or coupled with
layers 64 and 66 can result in patch panel performance degradation at the
communication layer which should be corrected to provide desired performance
levels. As noted, this active circuitry 65 and 67 typically includes the detection
circuitry, operational amplifiers and other components necessary for the logical
operations, and additional festures such as visual comnection indicating lights and
power insertion circuitry as disclosed in U.S. Patent No. 5,406,260 to Cummings et al.
referenced above. The separation of layers as shown in Fig. 7 provides for
performance improvements in both the communication circuits of layers 52 and 54,
and in the active circuit layers 64 and 66 by eliminating the noise interaction and
shielding the communication layers from the circuit elements operating on the active
circuit layers.

[0060]) In the present invention, the active circuit layers are separated from the

7  communication circuit layers by multiple clectrical ground layers, core layers and

prepreg layers. The voltage planes, layers 60 and 62, are placed adjacent to the active
circuit layers whercas electrical ground planes 56 and 58, are placed adjacent to the
communication circuit layers, as typically less noise results from such ground planes.
The combined layers 56, 58, 60 and 62 still further contribute to performance
improvements by providing a greater separation distance between communication and
active circuit layers than typically found. Additionally, as described in greater detail
below in association with the second compensation technique, a number of
compensating circuit elements 68 can be positioned on layers 52 and 54 to further
increase the performance level of the patch panel circuit board 40 when advanced
feature electronics are added or removed.

[0061] A sccond compensation technique used in accordance with the present
invention is achieved by providing compensating circuit elements on the patch panel
printed circuit board. The compensating circuit elements of the printed circuit board
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40 of the present invention are more clearly shown in Figs. 10 and 11, and function in
relation to the additional circuit elements as shown in Figs. 8, 9 and 11. Fig. 8 is a
schematic 80 illustrating an example of additional feature components such as those
provided to divide the communication circuit into separate input and output circuits
on the signal layer for insertion of device detection and power features. Fig. 9 is a .
layout schematic illustrating the circuit of Fig. 8 on the patch panel printed circuit
board, and Fig. 10 is a layout schematic illustrating the compensating circuit elements
for use with the circuit of Fig. 8 in accordance with an embodiment of the present
invention. Fig. 11 is a layout schl:matic illustrating both the compensating circuit
elements of Fig. 10 and the circuit of Fig. 9 in an example position on the patch panel
printed circuit board 40 in accordance with the second compensation technique.
[0062] In Fig 8, a schematic 80 is shown illustrating a partial electrical schematic
of the patch panel printed circuit board 40 including several components for use with
providing additional features. In addition, coupling points to advanced feature
clectronics are also shown. As shown in Fig. 8, schematic 80 of the patch panel
printed circuit board 40 includes a number of fixed active components, signal routes,
and bridging circuits 72 which can be used for signal routing and coupling points for
any pumber of advanced feature components which provide device detection and
power insertion at the patch panel via the multi-conductor link between devices and
the network system. An example of one multi-conductor link between devices and
the network system provided by the paich panel circuit board 40 includes a plurality
of transmit and receive communication lines or signal traces, such as lines 82-1
through 82-8, for communicating information between devices, such as the devices
22(a) through 22(d) of Fig. 1 and a server or switch via the patch panel printed circuit
board 40. — - e
[0063] In the example shown in Fig, 8, the communication lines 82-1 through 82-
2 can be routed through the patch panel along the first and second layers 52 and 54 of
the patch panel printed circuit board 40 and terminate at an IDC at a PD/User end 84,
and any standard interface type using twisted pair cables, such as an RJ45 connector
ot & switch end 86. The twisted pair cables commonly consist of unshielded twisted
pair (UTP), shiclded (STP), and variations of STP known as screened twisted pair
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(ScTP) and foil twisted pair (FTP). The RJ45 connector becomes independent from
the IDC contacts due to a series of DC blocking capacitors described in greater detail
below. The RJ4S dc loop represents a switch/server/active network equipment side,
while the IDC dc loop represents the terminal equipment/power device side.

[0064] Where components providing advanced features are located on the printed
circuit board 40, the components would comprise part of the active circuitry located
on layers 64 and 66 of the multilayer printed circuit board 40. As shown in Fig. 8, the
advanced feature components can be coupled with the signal traces, therefore several
circuit components bridge the communication and gc_t_i\_rggmuiu'.y_lgyg!.____

[0065] In Fig. 8, a power insertion module or electronics (not shown) can be
coupled with leads 87 of schematic 80 and in doing s0, power can be inserted onto the
differential transmission link pairs 82-4 and 82-5, end pairs 82-7 and 82-8. The
remote power can be inserted using center-tapped transformers 91 and 92
respectively, connected between two pins of each conductor pair and provide DC
power to the remote devices coupled to the transmission link. The signal flow in each
pair however, is not interrupted by such power insertion which allows the operation of
applications that require all four conductor pairs, such as gigabit Ethernct.

[0066] A detection module or electronics (not shown) can also be coupled with
leads 88 of the circuit and the multi-conductor link. Both the detection performed on
conductor pairs and power insertion are implemented through techniques such as
those defined in IEEE802.3af and TIA-568B, including updates, such as TIA-568B.1-
6. In this manner, detection can be achieved by the detection module or electronics,
such as when detecting the presence and removal of any device from the network via
a current loop continuity circuit through conductor pairs. Using conductors 82-1, 82-
2, 82-3 and 82-4, the detection module can establish the existence of a device at the
end of the cabling plant and the use of these conductor pairs allows the detection of
devices that utilize only these pairs, which are typically referred to as the “signal
pairs” in 10 Base-T and 100 Base-T applications.

[0067] As shown in Fig. 8, a,mumber of fixed active components, signal routes,
and bridging circuits 72 are used for routing and coupling points for the advanced
feature components described sbove. Where such advanced feature modules or
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electronics are coupled with circuit, the electrical characteristics and performance of
the communication circuitry will typically be reduced. The performance degradation
can be minimized through design and layering using the first compensation technique
described above, however, the performance degradation can also be minimized
through compensating circuit elements using the second compensation technique
described in greater detail below.

[0068] Therefore, the second compensation technique used in accordance with an
embodiment of the present invention includes providing a series of compensating
circuit clements, and positioning each on the printed circuit board 40 relative to the
advanced feature active circuit electronics doscribed above. As shown in Fig. 8, the
active circuit 72 includes center-tapped transformers 91 and 92, and a serics of DC
blocking capacitors 101- through 108 placed on the patch panel printed circuit board in
the span of the signal layer to divide the circuit into separate input and output
segments. The blocking capacitors are used to block the DC signal and separate the
-terminal, or device side from the server side. The use of the blocking capacitors
allows the delivery of DC power to only the terminal side without delivering power to
the server side. In doing so, the circuit provides separate DC-loops for the cable
termination section of the panel and the modular plug comnections. As a result, no
DC continuity can be obtained between the IDC and RJ45 terminations, however, AC
and RF continuity is still maintained.

[0DO69] The selection of the proper blocking capacitor size is important to ensure a
minimal impact on the performance of the communication circuitry. An example of
capacitor values found in circuit are defined in Table 2. '
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Table 2
Pin Capacitor Value Minimum Value | Maximum Value
82-1 0.1 pF 0.02 0.5
82-2 0.1 gF 0.02 0.5
82-3 0.027 uF 0.01 0.1
82-4 0.1 pF 0.02 0.5
82-5 0.1 uF 0.02 0.5
82-6 0.027 puF 0.01 0.1
82-7 0.1 uF 0.02 0.5
82-8 0.1 uF 0.02 0.5

[0070] The active circuit elements 72 of the printed circuit board 40 also includes
center-tapped transformers 91 and 92 which form a DC insertion path into the
communication circuitry. These transformers bridge the active and communication
circuits and allow DC current to pass, but do ot affect the higher frequency
performance of the differential signals that are typically opersting over the same
conductor pairs. As with capacitors 101 through 108, transformers 91 and 92 are also
selected and placed on the patch panel printed circuit board to ensure a minimal
impact on the performance level of the patch panel circuit board 40.

[0071] However, regardless of selection, the active circuitry 72 of the advanced
features located on layers 64 and 66 can still result in patch panel performance
degradation at the commumication layer. To minimize these effects, a series of
compensating circuit elements are positioned in the span of the signal layer and a
degree of inductive coupling is also provided on the signal layer. As more clearly
shown in Figs. 8 and 9, the active circuitry 72 is disposed on layers 64 and 66 of the
patch panel printed circuit board 40 and is comprised in part of capacitors 101 through
108 positioned at points Izbeled 74. Fig. 9 illustrates at least one layer of a portion of
a patch panel printed circuit board layer surface, upon which the capacitors 101
through 108 are provided in serics with the circuit traces extending on layers 64 and
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66 and shown labeled 76. The placements shown in Fig. 9 are presented as one
example.

[0072] In Fig. 10, a series of compensating circuit elements are shown positioned
in the span of the signal layers 52 and 54 of the patch panel printed circuit board 40.
Fig. 10 illustrates at least another layer of a portion of a patch panel printed circuit
board layer surface, upon which the compensating circuit elements are provided,
shown at points labeled 78. These compensating circuit elements include inductive,
capacitive and reactive elements which serve to compensate for the adverse effects of
the active circuit elements disposed on layers 64 and 66. As known to those skilled in
the art, printed circuit board traces are typically constructed of foil or copper-clad foil
materials and establish capacitance and inductive coupling with adjacent traces on the
same or different layers. Typically, such traces are provided with gaps of
approximately three times the trace width to minimize this capacitance and inductive
coupling, however the beneficial use of such parasitic effects can be achieved through
altermate placements. In the example shown in Fig. 10, the compensating circuit
elements are constructed as interdigital comb traces on at least one layer of the printed
circuit board 40, however, each (i.e., inductive, capacitive and reactive elements) can
be provided on any layer as required. For example, inductive coupling is provided on
layers including gignal traces.

[0073) As shown in Fig. 10, a serics of such traces are provided in the
compensating circuit elements shown at points labeled 78. In the example shown in
Fig. 10, the series of traces are provided on the signal layers 52 and 54 and are
positioned relative to the capacitors and capacitor traces shown at points labeled 74
and 76 on layers 64 and 66 of the patch panel printed circuit board. In the examples
shown in Fig. 10, the positioning of the elements 68 is provided as only one example,
and can be reconfigured as required given different capacitor positioning at the active
circuit layer.

[0074] In Fig. 1], an example of a completed assembly in accordance with an
embodiment of the present invention is shown, wherein the positioning between the
capacitors and capacitor traces on layers 64 and 66 of Fig. 9, and the compensating
circuit elements on the signal layers 52 and 54 of Fig. 10 is illustrated. Specifically,
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the compensating circuit elements on the signal layers (i.e. capacitors, or any
inductive coupling or other compensation method), are positioned to couple, or
compensate, between the 'tnces of the communication circuit. This
coupling/compensation restores balance (i.c. return loss and impedance), to the circuit
and reduces or cancels any noise that results from the unbalance, including near end
crosstalk (NEXT), far end crosstalk (FEXT), and the like. In such a configuration,
the benéficial parasitic effects of the compensating circuit elements can be used to
increase the performance level of the paich panel circuit board 40 when advanced
feature electronics are added.

[0075] Therefore, in addition to the printed circuit board Ia-yer scparation
described above, the present inven‘tion can further include the inductive, capacitive
and reactive elements of the gampensating circuits 68 on the patch p-mel printed
circuit board 40 to compensale for the effect of the added advanced feature electronics
72planedontheboutl40mdmm|mlzeeﬂ‘ects lhereofonslgnal paths. Remaining
effects are minimized through the use of high impedance' connection and blocking
techniques. Specifically, the advanced feature active circiiitry coupled with the
present invention interfaces with the csbling which connegts the hardware signal
patch in two methods. First, through hgh impedance oonnechons that “tap” the
communication circuitry, or through “blocking™, or series devices that are located
within the span of the network. The high impedance connections also minimize the

effect of the advanced feature electronics on the performance of the signal path. °

Additionally, the selection of blocking capacitor values as shown in Table 2
minimizes the effect on return loss and attenuation that the components may create.

[0076] The present invention can be configured as a single unit with all or partial
functionality, or a multiple unit including additional functionality option boards and
connectors as shown in Figs. 4 through 6. The present invention can be a single or
multi-port device, including from 1 to 120 ports per unit, exceeding currently
available levels of 24 to 48 poris per unit, and providing a connecting point for
modular cormectors. The patch panel printed circuit board is sized to occupy
approximately three rack units (3U, or approx. 3 x 1.75") and maintain the density of
the ports in the final pane] as cable management can now be part of the same patch
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panel. As constructed, the present invention can include a 3U panel which has space
for cable management and active circuitry between telecommunication circuits that
are armanged above and below the cable management and active circuitry, including 1
to 120 ports per unit such that density is maintained, The present invention also
provides at least one modular connector as an output, typically an RJ45 connector,
which interfaces with a modular plug. The above combinations allows the
construction of a patch panel inciuding cable management, active circuitry within a
3U penel size, and specifically, the ability to obtain at least 48 ports and associated
cable management in a 3U panel size.

[0O77] The present invention described above provides communication hardware
that is capable of at least category 3, 5, Se, 6 and/or higher (e.g. 6e or 7) and
equivalent performance levels as required, and also maintains category transmission
performance as defined in IEEE802.3 and TIA-568B transmission requirements, The
present invention can be hardwired to the cabling plant and thus, can also be used to
collect and provide information about the location of attached devices via a data
management feature. This can be ‘particularly important for services such as
emergency 911 applications where the location of the calling party is critical to
determine, especially when on a VoIP network.

[0078) While one embodiment has been chosen to illustrate the invention, it will
be understood by those skilled in the art that various changes and modifications can
be made therein without departing from the scope of the invention as defined in the
appended claims.
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What is claimed is:

1. A compensating advanced feature patch panel that can include removable
moduler or fixed clectronic comp-onmts, wherein the patch panel provides improved
performance levels, said patch panel comprising:

a multilayered patch panel printed circuit board comprising 2 plurality of
layers; '

a communication circuit disposed on at least a first layer of said plurality and
clectrically coupled between an insulation displacement connector (IDC) at a PD/User
end and an RJ45 connector at a telecommunication equipment end;

at least one of a removable modular or fixed ¢lectronic component electrically
coupled with said communication circuit, said component comprised of at least one
active circuit disposed on at least a second layer of said plurality to provide an
advanced feature; and

a plurality of compensating circuit elements disposed upon at least one layer
of said plurality to establish a compensating capacitance and inductive coupling with
said active circuit to substantially minimize at least one adverse effect resuling from
said active circuit and thereby providing improved performance levels.

2. A compensating advanced feature patch panel that can include removable
modular or fixed electmn!'c components as claimed in claim 1, wherein said
communication circuit includes ar least one of a signal carrying trace or a
telecommunication routing circuit.

3. A compensating advanced feature patch panel that can include removable
modular or fixed electronic components as claimed in claim 1, wherein said advanced

feature includes at least one of a device detection feature, logical operation feature
and power insertion feature.

4. A compensating advanced feature patch panel that can include removable
modular or fixed electronic components as claimed in claim 1, wherein said active

25



WO 2005/091913 PCT/US2005/006595

circuit includes at least one of an active circuit secondary routing layer, active circuit
component, IDC component, plug-in module conpector and primary routing for active
circuitry.

5. A compensating advanced feature patch panel that can inciude removable
modular or fixed electronic components as claimed in claim 4, wherein said active
circuit component includes at least one DC blocking capacitor.

6. A compensating advanced feature patch panel that can include removable
modular or fixed electronic components as claimed in claim 4, wherein said active
circuit component includes at least one center-tapped transformer.

7. A compensating advanced feature patch panel that can include removable
modular or fixed electronic components as claimed in claim 4, wherein said active
circuit component includes at least one operational amplifier.

8. A compensating advanced feature patch panel that can include removable
modular or fixed electronic components as claimed in ¢laim 1, wherein said plurality
of compensating circuit elements disposed upon said at least one layer includes at
least one of an inductive, capacitive and reactive clement to establish said
compensating coupling with said active circuit.

9. A compensating advanced feature patch panel that can include removeble
modular or fixed electronic components as claimed in claim 8, wherein said inductive,
capacitive and reactive element is compriged of a signal carrying trace.

10. A compensating advanced feature patch panel that can include removable
modular or fixed electronic components as claimed in claim 8, wherein said inductive,
capacitive and reactive element is comprised of a conductive foil capacitor circuit.
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17. A method of making an advanced feature patch panel that can include
removable modular or fixed electronic components which are separately or in
combination capable of providing advanced features such as device detection and
power insertion, wherein the patch panel provides improved performance levels, said
method comprising the steps of:

assembling a multilayered patch panel printed circuit board having a plurality
of layers; |

disposing upon at least a first layer of said plurality a communication circuit,
said communication circuit electrically coupled between an insulation displacement
connector (IDC) at a PD/User end and an RJ45 connector at a telecommunication
equipment end;

disposing upon at least a second layer of said plurality at least one of a
removable modular and fixed electronic component electrically coupled with said
communication circuit, said component comprised of at least one active circuit for use
in providing an advanced feature; and

disposing upon at least one layer of said plurality a compensating circuit
element to establish a compensating capacitance and inductive coupling with said
active circuit to substantially minimize at least one adverse effect resulting from said
active circuit and thereby providing improved performance levels.

18. A method of making an advanced feature patch panel as claimed in claim
17, further comprising the step of disposing upon said first layer of said plurality a
communication circuit including at least one of a signal camying trace or a
telecommunication routing circuit.

19. A method of making an advanced festure patch panel as claimed in claim
17, further comprising the step of disposing upon said second layer of said plurality at
least one of a removable modular or fixed electronic component including at least one
of an active circuit secondary routing layer, active circuit component, IDC
component, plug-in module connector and primary routing for active circuitry.
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11. A compensating advanced feature patch panel that can include removable
modular or fixed electronic components as claimed in clsim 1, wherein said adverse
effect includes at least one of an increased noise level, reflection, adverse inductive
coupling and adverse capacitive coupling.

12. A compensating advanced feature patch panel that can include removable
modular or fixed electronic components as claimed in claim 1, wherein said improved

performance levels inclnde at least one of a category 3, 5, Sc, 6, 6¢ and 7 performance
" levels and higher.

13. A compensating advanced feature patch panel that can include removable
modular or fixed electronic components as claimed in claim 1, wherein said
multilayered patch panel printed circuit board further comprises & 3U panel size
having at least 48 poris.

14. A compensating advanced feature patch panel that can include removable
modular or fixed electronic components as claimed in claim 1, wherein said
multilayeved psich pane! printed circuit board further consists of a panel having at
least 48 ports and at least one of a height dimension of 1U, 2U and 3U.

15. A compensating advanced feature patch panel that can include removable
modular or fixed electronic components as claimed in claim 1, wherein said
multilayered patch panel printed circuit board further comprises a cable management
mechanism.

16. A compensating advanced feature paich panel that can include removable
modular or fixed electronic components as claimed in claim 1, wherein said
multilayered patch panel printed circuit board further comprises said active circuit and
cable management mechanism arranged adjacent to and between said communication
circuit upon a surface of said patch panel printed circuit board.
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20. A method of making an advanced feature patch panel as claimed in claim
19, wherein ssid active circuit component includes at least one DC blocking capacitor.

21. A method of making an advanced feature patch panel as claimed in claim
19, wherein said active circuit component includes at least one center-tapped
transformer.

22. A method of making an advanced feature patch panel as claimed in claim
19, wherein said active circuit component includes at least one operational amplifier.

23. A method of making an advanced feature patch panel as claimed in claim
17, wherein said compensating circuit element disposed upon said at least one layer
includes at least one of an inductive, capacitive and reactive element to establish said
compensating coupling with said active circuit.

24. A method of making an advanced feature patch panel as claimed in claim
17, wherein said adverse effect includes at least onc of an increased noise level,
reflection, adverse inductive coupling and adverse capacitive coupling.

25. A method of making an advanced feature patch panel as claimed in claim

17, wherein said improved performance levels include at Jeast one of a category 3, 5,
3¢, 6, 6e and 7 performance Ievel and higher. :
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Midspan Panel de Interconexién con Circuito de C mpensacién
para Equipo de Terminal de Datos, Insercién de C rriente y Recoleccion de
Datos

REFERENCIA LACIONA

[0001] El objeto relacionado se revela en una aplicacion de patente de los Estados Unidos
de Abuhazaleh et. al., titulado "Panel de Interconexién Midspan con separaciéon de Circulto
para Equipo de Terminal de Datos, Insercién de Corrlente y Recoleccién de Datos” Serial No.
10/781, 291, cuyo objetivo se incorpora aqul por referencia.

CAMPO DE LA INVENCION

[0002] La presents invencién se relaciona con un dispoeliivo de reemplazo del Panel de
interconexdén que incluye caracteristicas avanzadas para permitir potencia y recoleccién de
datos en asoclacién con dispositivos de red conectados permitiendo al menos la categoria 3,
5, 58, 8 y/o mayor (por ejempio 68 0 7) y niveles de rendimiento equivalentes segin se
requiera. Més espeacificamente, la presente invencién se relaciona con un Tarjeta de circulios
impresos de Panel de Interconexién que incluye componentes eléctricos modulares o fijos
para uso con caracteristicas avanzadas y también incluyendo elementos de circuito de
compensacion para minimizar los efectos adversocs de la electronica requeridos para dar
estas caracteristicas avanzadas.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

[0003] La convergencia de tecnologias de telecomunicaciones y de comunicacion de datos,
y también la distincién poco clara entre el aspecto dei sisteama y el sistema de cableado de la
red estd impulsando una svoiucidn continua del cableado estructural. Las expectativas de ics
usuarios y la dependencia del funcionamiento de la red de drea local (LAN) esté creando una
expectativa mée alld de la rapidez operacional y la confiabilidad para incluir también un
sistema y un manejo de sistemas y de rastreado del dispositivo. Actuaimente, se han hecho
pocos avances en estas areas, debido al impacio de los mejoramientos propuestos sobre la
rapidez operacional. Como las bocas e interruptores proporcionan direcciones y mapas de la
red, la localizacién del bien y el manejo de la conexién e hace mejor mediante el sistema de
cableado. El desarrolio de avances debe relacionarse con varias caracteristicas del sistema
de evolucién y requerimientos tales como la deteccion de dispositivos conectados,
incluyendo la adicién, remocién y/o movimiento de los dispositivos que evallan el sistema y
la provisién de corriente a los dispositivos conectados.

[0004] El movimiento de dispositivos que acepta el sistama es una de las varias
consideraciones durante los desarrolios de mejoramientos. Como se desacribe en la Patente
de los Estados Unidos No. 6,350,148, expedida el 26 de febrero de 2002, a Batolutti et al.,
cuyo objeto sa incorpora aqui por referencla, muchas empresas tienen sistomas dedicados
de telecomunicaciones que permiten a los computadores, teléfonos, faxes y similaree
comunicarse entre si, mediante una red privada, y comunicarse con sitios remotos mediante
un proveedor de servicios de telecomunicaciones. En la mayorfa de los edificios, el sistema
de comunicaciones dedicado es mediante cables utilizando cables de telecomunicacién que
se unen a los puertos de servicio individual en todo el edificio y terminan en un sistema de
comunicaciones que se utiiza para conectar las varias lineas de telecomunicaciones. El
sistema de interconexién normaimente estd localizado dentro de un compartimiento de
telecomunicaciones y més a menudo se coloca on una estructura que inciuye algunocs
portantes o paneles de interconexién a los cuales se conecta cada linea de
telecomunicaciones. Los paneles de interconexidn incluyen algunos conjuntos de puertos,
como puertos conectores de telecomunicaciéon RJ-45, y cada linea de telecomunicacion se
tarmina en el panel de interconexién en una forma organizada.



[0005] Un ejemplo de consideraciones de movimiento del dispositivo se revela en la patente
Batolutti incluye la asignacién de uno o mé&s empleados de su propia red de compuiadores,
el intercambio de nimero de acceso de modo que el empieado pueda conectarse con una
computadora central de la compafiia o una red de computadores. Cuando un empleado o un
equipo se mueve, los cables de las comunicaciones en un compartimiento tipico de
telecomunicaciones se reordenan y las nuevas posiciones se documentan manualmente
utiizando papel o logs con base en el computador. Sin embargo, los técnicos a menudo
descuidan la actualizacién de arregios log, cada vaz que se hace un cambio. Para cormegir
esto, se debe realizar rastreo del cable de comunicaciones que puede exigir mucho tiempo y
es propenso a otros errores.

[0006] La deteccién de dispositivos conectados es otra consideracion durante el desarrollo
del mejoramiento que cominmente se requlers para seguridad en muchas aplicaciones. Los
detafles de varios ejemplos de estos aspectos de detecciéon se revelan en Ia patente de los
Estados Unidos No. 5.408.260, expedida el 11 de abiil de 18985, a Cummings et at., cuyo
objeto estd incorporado aqul por referencia. Se han desamollado algunos métodos de
deteccién de dispositivos para resguardarse contra la remocién no autorizada de equipo
electrénico, incluyendo métodos que requieren la conexién fisica real de un cable de
seguridad a cada pieza del equipo protegido o la conexién de etiquetas no removibles al
equipo. Sin embargo, estos métodos requieren dispositivos de deteccion més blen costosos
y no son muy précticos en todos los casos. En el método de deteccién de dispositives
revelado en la patente Cummings, se utiliza un suministro de comiente aislado para permitir
que una seilal de comients DC a cada unién de comunicacién y de alil en adelante, controle
un circuito creado mediante una terminacion resistiva DC entre el vinculo de comunicacién y
un dispositivo remoto. Cualquier interrupcién entre el vinculo de comunicaciones y el
dispositivo remoto, como la remocién del diapositivo del nexo de comunicaciones, interrumpe
el circuito y activa una alarma.

[0007] Otros métodos de deteccion de dispositivos de circuito también incluyen la deteccidn
de un bucle de comiente que eatd fisicamente unido al equipo protegido. Este método se
revela en la Patente de los Estados Unidos No. 4.654.640, expedido el 31 de marzo de 1987,
a Carl et al., cuyo objetivo se Incorpora aqul por referencia. La patents Carll revela un
sistema de alarma contra robo para uso con un sistema de teléfono PBX e sefial digital que
incluye aigunos medios electronicos conectados a piezas individuales de equipos protegidos,
cada medio incluye un par de coneclores que se conectan para formar un circuito cerrado de
corriente por medio de un resistor de serie y ldmina conductivo unido adhesivamente al
equipo. Una vez ensamblado, el bucle de circuitos resultants puede utilizarse para deteccién
de remocidn del dispositivo, pero ia iémina conductiva que estd unida al equipo puede
removerse cuidadosamente sin ninguna deteccién.

[0008] La patente Batolutti también referenciada antss, revela todavia otro método de
deteccién de los conectores mismos del panel de interconexién. Un panel de interconexién
en donde los censores mecdnicos de comunicacién se montan, sirve pera detectar la
presencia o ausencia de un conector de cable de comunicaciones en un puerto conector en
el panel y un controlador computarizado conectado a los censores miiitiples puede utiizarse
luego para controlar ios cambios en las conexiones del panel de comunicacién como cuando
86 remueve un conector de un puerto conector. Sin embargo, la deteccién se imita a la mera
ausencia o presencia de un conector.

[0008] Dar comiente a otros dispositivos conectados es todavia otra consideracidn durante el
desamolilo de mejoramientos que a menudo pueden incluir aspectos de deteccién de
dispositivos como se describié antes. Las aplicaciones de la corients, como las que se
encuentran en la tecnologias de ethemet, permite a los teléfonos IP, los Puntos de Acceso
LAN inaldmbricos y a otros aparatos reclbir comiente mientras reciben también en el
cableado LAN existente sin necesidad de modificar la infrasstructura de ethemet. Estas
tecnologlias se describen en IEEE802.3af, también conocida como Power Over Ethemet, que
resume ios disefios del equipo de suministro de corriente ethernet y las terminales activadas.

[0010] También se revelan varios métodos para proveer cormiente a dispositivoa remotos en
la patente de los Estados Unidos No. 6.218.930, expedida el 17 de abril de 2001, a
Katzenberg et al., cuyo objetivo se incorpora aqul por referencla. En un ejemplo de una



tecnologia de aplicacidn de corriente, se utiiza un paso de deteccion Iniclal antes de un paso
de apiicacién de comiente. Antes de aplicar ia comiente extsrna a un dispositivo, se realiza la
deteccion automitica del equipo conectado aplicando un nivel bajo de corrients a la interfase
de la red y midiendo una caida de voitaje en el trayscto de retomo. La medida puede tener
tres estados, incluyendo ninguna calda de volitaje de nivel fijo 0 una calda de voltaje de nivel
variado. Como se reveia en la patente Katzenberp, si no se detecta ninguna caida de voliaje,
entonces el equipo remoto no contiens una terminacién resistiva DC y este equipo se
identifica como incapaz para soportar aimentacién remota de corriente. Si se detecta un
nivel fijio de voltaje, el equipo remoto contiene una terminacidn resistiva DC, como una
terminacién "bob smith® y este equipo también se identifica como incapaz para soportar
alimentacién remota de comiente. Si se detecta un nivel de voltaje variado, esta deteccidn
indica la presencia de un suministro de interconexién DC-DC en el equipo remoto y este
equipo se identifica como capaz de soportar aimentacién remota de corriente que luego se
suministra.

[0011] Los esfuarzos para dirigir el movimiento del dispositivo y la deteccién, y también los
intentos para dirigir el suministro de comiente a dispositivos conectados, tipicaments no
pueden considerar la degradacion del desempefio de la comunicacién que pueden crear
estas soluciones. Cuando se han hecho esfuerzos para comegir la degradacién de
desempefio, las soluciones han sido tipicaments limitadas a la reublcacién y manipulacién de
los rastros de sefiales. Ejempios de estas soluciones se describen en [a patente de los
Estados Unidos No. 5.797.764, expedida el 25 de agosto de 1988, a Coulombe et at., yen la
Patente de los Estados Unidos No. 5.673.009, expedida el 30 de septiambre de 1997, a Kias
et. al., cuyo objetivo de cada uno se incorpora aqul por referencia. La patente Coulombe
revela un tablero de circuito impreso que se acopia eléctricaments a un bloque conector y a
un conjunio de clavijjas dentro de un panel de comunicacién. Cada rastro de sefial en el
tablero da un rastro de compensacién allneado por encima o por debajo de la respectiva
sefilal para una conexién electromagnética entre los rastros suficiente para reducir la
diafonfa. La manipulacién de los rastros también se revela en la patente Klas, que discute
una tarjeta de circuito impreso, en el cual la diafonia se elimina mediante la reubicacién de
los rastros adyacentes. Rastros de fuente de sefiales iguales u opuestos se colocan
adyacentes entre si de modo que la diafonia acumulada se elimina. Desafortunadaments, la
manipulecién del rastro no ea suficlente en cada caso para dar la categoria 3, 5, 5e, 6 y/o
mayor ¥ los niveles de funcionamiento equivalentes.

[0012] Todavia otros ejemplos de estas soluciones se revelan en la patente de los Estados
Unidos No. 8.443.777, expedida el 3 de septiembre de 2002, a McCurdy et al., y la Patente
de los Estados Unidos No. 6.484.541, expedida el 15 de octubre de 2002, a Hashim et al.,
cuyo objetivo se incorpora aqul por referencia. La patente McCurdy revela una técnica de
compensacién de diafonla inductiva y capacitiva incorporada en un conector de
comunicacidn (es decir, clavija modular) que incluye la reubicacién de los cables de contacio
y la adicién de un tablero de cableado impreeo para el acople capacitivo. Los cables de
contacto se acoplan y se proporciona acoplamiento capacitivo por uno o0 mas tableros de
circuito impreso localizados en el cuerpo del plug, cuando se desplazan los cables de
contacto. El uso de estos tableros de cableado impreso también se discute en la patenta
Hashim, que también revela una técnica de compensacién de diafonia de dos fases. En una
primera fase, un tablero de cableado impresc se suminisira para un acople capecitivo,
mientras sa disponen los alambres de contacto, y en una segunda etapa, un tablero de
cableado impreso se suministra con aigunos bucles inductivos y rastros de peine
cuidadosamentsa posicionados. Aunque las patentes de McCurdy y Hashim se refieren a la
degradacién del funcionamiento més afid del consctor, incluyendo la degradacién del
funcionamiento que puede crearse debido a los elementos de circuito activo adicionales
involucrados para dar las caracteristicas avanzadas.

[0013] De acuerdo con jo anterior, existe la necesidad de un panel de interconexion reactiva
que pueda Inclulr caracteristicas avanzadas para el manejo de activos y seguridad y también
pueda dar compensacidn para electrénica activa utiizada para lograr estas y otras
caracteristicas avanzadas.

LY,



RESUMEN DE LA INVENCION

[0014] Un objetivo de la presents invencién ea proveer un sisiama y método para un circuito
de panel de interconexién de activo que pueda incluir componentes de caracteristicas
avanzadas para uso con sl manejo de activos y las funciones de seguridad, Incluyendo
funciones para proveer comiente y deteccién de dispositivos conectados remotamente.

[00185] Otro objetivo de la presente invencién es proveer un sistema y método de un circuito
de panel de interconexién de activo que puede proveer componentes de caracteristicas
avanzadas como componentes electrénicos modulares removibles 0 como componentss
elactrénicos fijos localizados direcltamente en la tarjeta de circulto Impreso del panel de
interconexién.

{0018]) Otro objetivo de la presente invencién es proveer un sistema de método de un circuito
de panel de interconexién de activo que pueda permitir comunicacién entre un conector de
desplazamiento de aislamiento (IDC) en un PD/Usuario final y un tipo de interfase esténdar
utiiizando pares de cabies trenzados, como un conector RJ45, en un extremo del interruptor
(e3 decir, axtremo del equipo de telecomunicaciones).

[0017] Otro objetivo de la presente invencion es proveer un sistema y método de un circuito
de panel de interconexiébn de activo que pueda minimizar los efectos del funcionamiento
adverso sobre la comunicacién creada por los componantas modulares removibles o fijos de
caracteristicas avanzadas y pemmitir por lo menos categoria 3, 5, 56, 8 y/o més (por ejemplo
6e o 7) y niveles de funcionamiento equivalenies segdn se requiera.

[0018] Todavia ofro objetivo de la presente invencién es proveer un sistema y método para
un circuito de panel de interconexién de activo construldo con un panel 3U que incluye
espacio para el manejo de cables y circuitos activos entre los circuitos de telecomunicacion
dispuestos por encima y por debajo de los circuitos de manejo de cables y los circuitos
activos, incluyendo 1 a 120 puertos de modo que se mantenga la densidad.

[0019] Estos y otros objetivos de la presente Invencion se logran sustanciaiments
suministrando un circulio de panel de intsrconexdén que puede incluir médulos removibles o
componentes siectrdnicos fijos localizados directamente en un tablero de circuito impreso de
panel de interconexion, que se utiiza separadamentes o en combinacién para permitir
caracteristicas avanzadas. Las caracteristicas avanzadas pueden incluir deteccién de la
presencia o ausencia de conexién de un dispositivo remoto y cuando sea el caso, permitir un
suministro de comiente a los diepositivos remotos conectados, incluyendo teléfonos VolIP,
dispositivos remotos Inalémbricos de Ethemnet y otros dispositivos de red. El circuito de panel
de interconexién incluye un tablero de circuitos impresos de panel de interconaxién de capas
multiples que tiene una pluralided de capas, un circuito de comunicaciones dispuesto en una
primera capa y electrénicamente acoplado entre un conector de desplazamiento de
aislamiento (IDC) en un PD/Usuario final y un conector RJ45 en un interruptor final, y un
modulador removible o components electrénico fijo unido eléctricamente con dicho circulto
de comunicaclones. El componente puede inclulr un circuito activo dispuesto en una
segunda capa para uso en el suministro de una caracteristica avanzada. El circuito también
Incluye elementos de circuitos ds compensacion que estan dispuestos directamente entre los
trazos de seflales en la primera y/o segunda capa, y también pueden estar dispusstos en
una tercera capa, en donde cada slemento esta previsto pama establecer una capacitancia de
compensacién y un acoplamiento inductivo con el circuito activo para minimizar
sustanciaimente los efectos adversos resuitantes del circuito activo.

[0020] El circuito de panel de interconexién y los componentes fijos y/o remotos removibles
incluidos pueden soportar técnicas de iImplementacién de dispositivos similares a las de las
series IEEE802.3af y TIA-568B, incluyendo actualizaciones como TIA-568B.1-6. El circuito
de panel de interconexidn y los componentes incluidos también son suficientsments fiexibles
para dar comente a otras configuraciones de dispositivos patentados, aplicaciones o
esténdares de desarrolio que requieran niveles similares de corriente.



[0021] El dircuito de panel de interconexidén también puede realizar funciones de recoleccién
de datos en varos parametros del sistema incluyendo conexionss de dispoasitivos,
locallzaciones y condiciones del estado de la comente en varios puertos de conexion. En
cada caso, el circuito del panel de interconexidn pemite al menos categoria 3, 5, 5e, 6 y/o
més (por ejemplo 8e o 7) y niveles de desampefio equivalentes minimizando los efecios
adversos de la elecirnica filja y o removible utillzada para dar las caracteristicas avanzadas
mediants ef uso de elementos de circuito inductives, capacitivos y reactivos posicionados
para compensar la electronica de caracteristicas avanzadas.

[0022] Otros objetivos, ventajas y caracteristicas sobresalientes de la presente invencién se
harén evidentes con base en la siguiente descripcidon detaflada, que cuando se toman en
conjunto con los planos adjunios, revela una incorporacion preferida de la presente
invencién.

[0023] Se refiere a los dibujos que forman parte de esta revelacién:

[0024] La FIG. 1 es un diagrama de bloque que llustra un circuito de panel de Interconexién
de insercién de comiente del equipo terminal y recoleccién de datos de acuerdo con una
Incorporacion de la presents invencidn;

[0025] La FIG. 2 es una vista en perspectiva desde un primer éngulo que ilustra un panel de
montsje de acuerdo con una incorporacién de la presente invencion;

[0026] La FIG. 3 es una vista en perspectiva desde un segundo angulo que ilustra un panel
de montaje de acuerdo con una incorporacién de la presente invencién.

[0027] La FIG. 4 es una vista lateral de elevacién que dustra un conjunto de panel de
interconexdén que incluye la electndnica de caracteristicas avanzadas de acuerdo con una
incorporacién de la presente invencion.

[0028] La FIG. 8 es una visia lateral elevada que liustra un conjunto de panel de
interconexdén que incluye mdédulos enchufablea de caracteristicas avanzadas como un
tablero de opciones de funclonalidad montado en paralelo de acuerdo con una incorporacion
de la presente invencién;

[0028] La FIG. 8 es una vista elevada lateral que iustra un conjunto de panel de
interconexdén que incluye médulos enchufables de caracteristicas avanzadas como un
tablero de opcidén de funcionalidad montado perpendicularmente, de acuerdo con una
incorporacién de la presents invencién;

{0030]La FIG. 7 es una vista horizontal de un tablero de circuito impreso de panel de
interconexién de capas de acuerdo con una incorporacion de la presenta invencion;

[0031] La FIG. 8 es un esquema que llustra un ejempilo de elementos de circuito activo que
pueden disponerse en el tablero de circuito impreso del panel de interconexién para uso con
ol fin de permitir deteccién e insercidn de corrlente de acuerdo con una Incorporacidn de la
presents invenciéon.

[0032] La FIG. 9 es un esquema de configuracién que liustra el circuito de la Fig. 8 dispuesto
en el tablero de circulto Impreso de panel de interconexién de acuerde con una incorporacién
de la presante Invencion.

[0033] La FIG. 10 es un esquema de configuracidén que iustra un circuito de minimizacién de
efectos dispuesto en el tablero de circuito impreso del panel de interconexién para uso con el
circulto de la Fig. 8 de acuerdo con una incorporacién de la presents invencion; y



[0034] La FIG. 11 es un esquema de la configuracién que dustra el circulto de minimizacion
de efectos de la Fig. 10 y el circuito de la Fig. 9 en una posicién de sjemplo en el tablero del
circuito impreso del panel de interconexion de acuerdo con una incorporacion de la presente
invencién.

[0035] La presente invencién incluye un dispositivo eléctrico que funciona como un panet de
interconexién permitiendo al mismo tiempo caracteristicas avanzadas adicionales. Cuando
se proveen las caracteristicas, la presents invencién también sirve para reducir o eliminar los
efectos adversos creados por la electrdnica de caracteristicas adicionales mediants el
posicionamiento Y la separacién de elementos de circulto, y/o pemmitiendo que los elementos
de minimizacién del circuito de compensacién aumenten los niveles de desempefio.

[0036] La presents invencién puede incluir uno 0 més componentes de caracteristicas
avanzadas separadamente ¢ en combinacién con unidades modulares enchufables o
circuitos dispuestos directaments en el tablero de circuitos del panel de interconexién. Como
se describe con mayor detalle méas adelante, los componentes de caracteristicas avanzadas
88 pueden utiizar para detectar disposiiivos conectados al cableado del panel de
interconexion, pare segurided y para determinar las clases de dlspositivos que respetan los
requisitos de la comiente, y también permiten que se conecten dispositivos de corriente DC
cuando sea prictico. La comiente puede suministrarse mediante técnicas similares
resumidas en |IEEEB02.3af y TIA-588B, incluyendo actuallzaciones como TIA568B.1-8 y
otros estdndares de desarrolio.

[0037] La caracteristica modular de la presente invencién permite que se agreguen y se
retiren componentss en cuakjuler nimerc de combinaciones para permitir una amplia gama
de caracteristicas avanzadas en e panel de interconexitn, incluso més allé de las resumidas
antes. Por ejempio, hay varios estindares y aplicaciones que necesitan aplicacién de
comiente diferente de |IEEEB02.3af, como lo sisiemas de automatizacién de edificios,
sistemas de seguridad, VolP, eic., y la referencia a IEEEB02.3af anterior se presenta como
un ejemplo de la aplicacién de la presente invencién. También, las caracteristicas modulares
de la presente invencién permiten todavia esténdares de desarrolio, como las asociadas con
TIA e IEEE.

[0038] Los componentes de las caracteristicas avanzadas, sin embargo, no se fimitan a las
unidades modulares y también pueden inclulr circuitos fljos y componentss de circuitos que
88 disponen directamente en el tablero del panel de intarconexién o en el tablero de circuito
impreso del panel de Interconexién. En cada caso y especificamente en ios casos en que ios
componentea adicionales de circulto de caracteristicas se disponen directaments en el
tablero de circuitos impresos del panel de interconexién, los componentes pueden crear
efactos adversos que requieren compensacion si el panel de interconexién debe lograr los
niveles de dessmpefio dessados. Esta compensacién ss puede dar mediante técnicas como
la separacion y el posicionamiento selectivo de componentes de caracteristicas avanzadas y
circuitos, y mediante la adicién de componentes de circuitos activos al tablero de circuitos
impresos del panel de comunicacion.

[0038] La Fig. 1 es un diagrama de bloque 10 que llustra una insercién de comiente del
equipo terminal de datos y el circuito 12 del panel de comunicacién de recoleccién de datos
que puede Incluir una caracteristica 14 de deteccidén del dispositivo opcional, una
caracteristica 16 de insercién de comients, un conjunto de puertos 18 y una caracteristica 20
de manejo de datos de acuerdo con una incorporacién de la presente invencidn. También se
muestra un ejempio de una red 22 de dispositivos remotos, que inciuye un sniace 24 de
comunicaciones que sirve para unir eléctricaments un nimero de dispositivos 22(a)
conectado remotamente por medio de 22(d) con el circulio 12 del panel de interconexién.
Como se sabe por los que estdn bien informadoa en el arte, el circuito del panel de
interconexdén tipicamente sirve como un enlace o conexién entre estos dispositivos y el
servidor o interruptor 26 del archivo de la red.



[0040] Cada dispositivo 22(a) iocalizado remoctaments por medio de 22(d) se conecia a la red
26 por medio del panel 12 de comunicaciones para dar acceso remoto amplio al usuario a
una red. Los dispositivos 22(a) localizados remotamente por medio de 22(d) (por ejemplo,
computadores personales) como se muestran conectados al conjunto de puertos 18 por
medio de un enlace 24 de comunicacién de datos que incluye una pluraidad de lineas de
transmisién y recepcién de comunicacién para comunicar informacién entre cada uno de los
dispositivos remotos y un destino final, como el servidor 26 del archivo de la red.

[0041] En la incorporacion de la presente invencidon que se ilustra en la Fig. 1, el panel de
interconexién12 puede utilizarse para monitorear cada dispositivo 22(a) electrénico
localizado remotamente por medio de 22(d) utlizando por ejemplo, un circuito de continuidad
de bucie de corriente suministrado por la caracteristica 14 de deteccién del dispoaitivo como
se describe con mas detalle mas adelante. La caracteristica 14 de deteccion de dispositivos
puede provesrse como un componenis removible slectrénico modular, © como un circulto fijo
dispuesto directamente en el tablero de circuitos impresos del panel de interconexion del
circulto del panel de interconexiéon 12. En cualquier caso, la caracteristica 14 de deteccién de
dispoeitivos se puede utiizar para controlar el enlace 24 de comunicacién de datos y detectar
la presencia y remociéon de cualquier dispositvo de la red 22. La adicién de esta
caracteristica avanzada sin embargo, puede producir efectos perjudiciales en el desempefio
de las comunicaciones del circuito 12 del panel de interconexién.

{0042] El circuito 12 del panel de Interconexién de la figura 1 también se puede utilizar para
dar insarcién de corriente para cada uno de los dispositivos 22(a) slectrénicos localizados
remotamente por medio de 22(d) utiizando por ejempio, el enlace 24 de comunicacién de
datos. El enlace de comunicaciones permite que la caracteristica de Insercién de conlente
del circuito 12 del panel de Interconexion provea la insercién de corriente del equipo como se
describe con mayor detalle més adelante. En la patente de los Estados Unidos No.
5.406.260 a Cummings et al., referenciada antes, se revelan detalles adicionales respecto de
la deteccién de dispositivos y la insercién de corrients.

[0043] El circuito del panel de interconexionss 12 de la Figura 1 también puede incluir una
caracteristica de manejo de datos 20 dada al monitor, control y recoleccién de datos de la
red del dispositivo remoto 22, caracteristica 12 de deteccidn de dispositivos, caracteristica 16
de insercion de corriente y cualquier componente adicional de caracteristicas que se puede
incluir. La informacién se puede acceder remotamente, periédicamente enviada a un servidor
de |la red para manejo del sistema. Como con la caracteristica 14 de deteccién de
dispositivos, la caracteristica 16 de insercién de cormiente y la caracteristica 20 de manejo de
datos también puede darse como componentes electrénicos removibies modulares, o
circuitos fijos dispuestos directaments en una tarjeta de circuito Impreso de panel de
interconexién y también puede producir efectos nocivos en el desempefio de la
comunicacién del circulto 12 del panel de interconexién.

[0044] El circulto de panel de comunicacién 12 de la Fig. 1 se puede construir como un
bastidor de telecomunicaciones que incluye un panel adaptador, un nimero de conjuntos de
puertos de comunicaciones y una 0 mas tarjetas de circuito impreso. Cada tarjeta de circuito
impreso del panel de interconexién puede montarse mecénicamente a un panel adaptador
dando asi una plataforma, 0 montando la superficie para los componentes electrénicos del
panel de interconexidn y los componentes adicionales de funcién.

{00485] Las figuras 2 y 3 son vistas en perspectiva desde un primero y segundo éngulo que
ilustran un panel de montaje de acuerdo con una incorporacién de la presente invencién. La
figura 2 muestra un panel 30 de la superficie frontal que tiene una serle de mecanismos de
manejo de cables 34 asagurada y que se extiende deede la superficie del panel entre una
serie de aberturas 32 de puertos. Entre los mecanismos de manejo de cables y adyacente a
cada una de ias aberturas de los puerios, se provee una serie de aberturas 38. La Fig. 3
muestra una superficie posterior del panel 30 que tiene una serie de mecanismos de montaje
38 asegurados y que se extiende desde la superficie del panel. Cada caracteristica del panel
ilustrada en las figuras 2 y 3, se describen con més detalle a continuacién, en asociacién con
una tarjeta de circuito impreso del panel de interconexién y los componentes.



[0048] Como se observd antes, el panel 30 incluye una serle de mecanismos de manejo de
cables, aberturas de puerto, aberturas y mecaniasmos de montaje, sobre loa cuales se puede
ensamblar y montar una tarjeta de circuito impreso del pansl de interconexion y los
componentes asociados como se ilustra en las Figs, 4, 5 y 6, son visias laterales que ilustran
un bastidor de telecomunicaciones ansambilado del circuito del panel de comunicacién 12 de
acuerdo con la presente invencién. Como se llustra en las Figuras 4 a 6, la superficie frontal
del panel adaptador 30 incluye una serle de mecanismos 34 de manejo de cables
mecanicamente conectados adyacentes a la serie de aberturas de puertos 32 y se puede
utiizar para dar soporte, control y proteccién de varios cables asociados con el circuito 12 del
panel de interconexién. En el ejempio llustrado, los mecanismos de manejo de cable se
pueden construir como anilios que tienen una circunferencia con al menos una abertura de
acceso dispuesta para la insercion de cables. Los mecanismos de manejo de cables de las
Figuras 4 a 6 se presentan como un ejemplo, y se pueden construir en diferentes
ordenamientos en otras versiones de la presente invencién segin se requiere por la solicitud.
El panel 30 del adaptador también incluye una serie de aberturas 38 entre la superficie
frontal y posterior del panel 30 del adaptador, que permite acceso entre las superficies para
uso en el enruiamiento de los cables y las instalaciones de la clavija modular como se
describe con mas detalle mas adelante.

[0047] La superficie posterior del panel 30 del adaptador puede Incluir una 0 més tarjetas de
clrculto impreso 40 mecéanicamente montadas por medio de una serle de puntos de montaje
38 que se axtienden desde la superficie posterior del panel del adaptador. Los puntos de
montaje se pueden construir con un didmetro intemo roscado para reclbir un conector de
rosca por medio uno © més orificios de montaje en las tarjetas de circulto impreso o médulos
de circuito. Uno o més puntos de montaje (38) también se pueden utillzar como una conexién
a tlerra eléctrica entre un planoc a tierma de la tarjeta de dircuito Impreso conectado y el panel
del adaptador. En otra versiéon de la presente invencién, los puestos de montaje 36 pueden
reemplazarse por uno © mas miembros de soporte piastico que tengan un clerre de resorte o
mecanismo similar en cada extremo, como se conoce por los expertos en esta drea.

[0048] Cada mecanismo de montaje descrito antes se puede utifizar para asegurar una o
més tarjetas de circuito impreso en la superficie posterior del pane! 30 del adaptador sobre el
cual se pueden posicionar tanto el enrutamiento de la sefial como los componentas de
caracteristicas avanzadas, como se muesira on las Figuras 4 a 6. En la Figura 4, se muestra
una tarjeta 40 de circuito impresc del panel de comunicacidon montado paralelo a la superficie
posterior del panel 30 del adaptador, permitiendo asi, una superficie de montaje axpuesta y
accesible para componentes de caracteristicas adicionales y/o mdédulos, como la
caracteristica 14 de deteccién de dispositivos, la caracteristica 18 de insercién de corrients y
la caracteristica 20 de manejo de datos. Los componentes y/o mddulos de caracteristicas
adicionales se pueden disponer directamente en la tarjeta 40 de circuito impreso, o
eléctricamente unidos como médulos, incluyendo tarjetas de circulto impreso modulares
paralelos como se muestra en la Fig. 5, o tarjetas de circuito impreso perpendiculares
modulares como en la Fig. 6. En la Fig. 5, se muestra una caracter{stica adicional, o tarjeta
48 de opcidn de funcionalidad adicional montada paralela a la superficie de la tarjeta 40 del
circuito impreso del panel de interconexién, y en la Fig. 8, una tarjeta 50 de circuito impreso
de caracteristicas adicionales perpendicular a la tarjeta de circulto impreso del panel de
comunicacidn, utiizando cada uno conexiones modulares o fiexibles directas 45 para acoplar
eléctricaments cada tarjeta 40, 48 y 50.

[0048] Alguncs dispositivos de acople, como los conjuntos 44 de puerto de interconexién,
también pueden posicionaree en la superficie de la tarjeta de circuito impreso para hacer
interfase con varics cables enrutados a lo largo de la superficie frontal del panel del
adaptador. Los dispositivos de acople, que se muestran extendidos entre la superficie de
tarjeta 40 de circulto impreso de la superficie frontal del panel 30 del adaptador por medio de
aberturas 32 de puertos, pueden uliizarse para terminar el cableado enrutado hacia ios
mecanismos de manejo de cables 34 sin requerir acceso directo a las tarjetas 40, 48 o0 50, de
circulto impreso, y permiten circuito eléctrico entre un conector de desplazamiento de
mhﬂb (IDC) y un conector modular RJ45 como se describe con mayor detalle més
nte.



[0050] Regresando a la Fig. 4, la tarjeta 40 de circulto Impreso puede acomodar el circuito 46
electronico requerido para circuitos de caracteristicas avanzadas directamente en el drea de
la superficie de la tarjsta 40 de circuito impreso del panel de comunicacién, 0 como se
muestra en las Figs. 5 y 6, los componentes de caracteristicas avanzadas pueden ser
modulares y acoplados con la tarjeta 40 de circuito impreso en cualquier nimero de
combinacion. Estos circuitos de caracteristicas avanzadas de las Figs. 4 a 6, los
componentes 46, 48 y 50 respectivamente, pueden incluir la deteccién de los dispositivos, la
ingercion de corriente y las caracteristicas de manejo, Fig. 1, ademés de cualquier otro
namero de caracteristicas adicionales avanzadas existentes. Cada circuito de caracteristicas
avanzadas puede agregarse, mejorarse, o reemplazarse de acuerdo con el nivel deseado de
funcionaiidad sin reemplazar todo el panel 12 de comunicacién o la tarjeta 40 de circuito
impreso en el panel de comunicacidn y sin recurrir en costos adicionales de nuevo cableado.

[0081] Una vez ensambiada la tarjeta 40 del circuito impreso del panal de interconexién se
puede proveer un circuito de comunicacién, por ejempio, entre un conactor de
despiazamiento de alslamiento en un PD/Usuario final, y cualquier tipo de interfase esténdar
utilizando pares de cables sin forro, como coneciores RJ45 en un exiremo de interconexidn.
Como se construye, la presentse invencién puede incluir un panel 3U que tiene espacio para
manejo de cable y circulto activo entre los circuitos de telecomunicacién que estén
organizados por encima y por debajo del circuito de manejo de cables y el circuito activo, y
que incluye 1 a 120 puertos por unidad de modo que se mantengan la densidad.

[0052] Como se sabe por los expertos en ests campo, los circultos electrénicos requeridos
para los circultos 46, 48 y 50, de caracteristicas avanzadas, tipicaments incluye cierta
cantidad de circuitos activos. Cuando se proveen estos circulios como médulos enchufables
o posicionados en una tarjeta 40 de circuito Impreso, se puede crear un grado de
degradacién del funcionamiento del panel de interconexién debido a los elementos de
circuito activo implicados. La tarjeta 40 de circulto impreso de la pressnte invencidn, sin
embargo, se configura para compensar esta degradacién y permitir la categoria 3, 5, 5e, 6
y/o més (por ejampio 8e o 7) y niveles equivalentes de funcionamiento seglin se requiera.
Especificamente, la presente invencién incluye un circuito de panel de interconexién que
tiene algunas técnicas para minimizar significativaments el impacto de esta degradacién del
funcionamiento.

[0083] Una primera técnica de compensacion utiizada de acuerdo con la presente invencién
se logra mediante un disefio de tarjeta de circuito impreso de panel de comunicacién y la
capa separacidn. Como se muestra en la Fig. 7, la presente invencion construye la tarjeta de
circuito impreso 40 como un panel ordenado multicapa que permite separar circuitos activos
de las capas de sefial, igual que se hace con las sefiales tradicionales de
telecomunicaciones o similares (Por ejempio: las sefiales Ethemet). La Fig. 7 es una vista del
piano del montaje de una tarjeta de circulto iImpreso multicapas del panel de Interconexién
que n;:utm las capas individuaimente de la tarjeta de circuito impreso 40 de la presente
invencién.

[0054] El conjunto de circuitos activos del circuito del panel de interconexién 12 normaimente
incluye circuitos de deteccién, ampiificadores operacionales y otros componentas necesarios
para las operaciones logicas e insercién de potencla en la red del panel de Interconexién.
Detalles adicionales relacionados con el conjunto de circuitos se encuentran en la Patente
Norteamericana No. 5.406.260 de Cumming et al., antes mencionada. En la presente
invencién, este conjunto de circultos activos se coloca en una o més las capas de la tarjeta
de circuito impreso 40, las cuales, estén saparadas de las demés capas en la forma que
describiré méas adelante.

[00885] En el ejempio de la Fig. 7, el panel de la tarjeta de circulio impreso 40 del panel de
interconexdén 12 se construys con al menos 8 capas, e incluye las capas 52 a 66 sobre las
cusles ios componentes, caracteristicas y pistas para sefial se pueden separar Incluso sl se
establece un circuito eléctrico entre un IDC y un conector RJ45 en concordancia con lo que
o0 establece en esta invencion. En el panel de interconexién multicapa de la Fig. 7, las capas
de sefial ocupan las primeras dos o més capas, debajo de las cuales las capas de tierma y
potencia proporcionan aislamiento. Las restantes capas, una o mas, contienen los
componentes y las rutas a los circuitos activos los cuales se separan de la sefial, o el
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conjunto de circuitos de telecomunicaciones ubicéndolos en capas que estén aisladas por
planos de tierra o de alimentacion de potencia. Un ejemplo de las capas de la tarjeta de
circuito impreso 40 se define en la Tabla 1.

Tabla 1

Capa Funcidn

52 Circuito de telecomunicaciones con las pistas que llevan seflal y un nimero
limitado del los circuitos de compensacién. Esta capa puede incluir también
componentes los cuales necesitan ser parts de, o estar cerca de las pisias de
sefial.

54 Circuito de telecomunicaciones con circuitos de compensacién y nimero limitado
de pistas que llevan seflal.

56 Plano a tierra

58 Plano a tierra

60 Plano de fuents de poder (por sjemplo: +8 a +15V)

62 Plano de fuente de poder (por ejemplo: +5V)

64 Capas de pistas de circuito activo secundario

86 Componentss activos, componentes IDC, médulo de conectores de entrada y

principales pistas para los circuitos activos.

[0058] Cuando se combinan, las capas de la tarjeta de circuito impreso 40 proporcionan un
circulto eléctrico que realiza la interfaz entre el cableado de campo y el cableado del sistema
y las caracteristicas avanzadas. En esta configuracién, la participacién de los circuitos de
cada capa de |a tarjeta de circuito impreso 40 puede ser descrita como sigue:

[0057] Sobre la capa 52, los circultos de telecomunicaciones 53, cada uno con pistas que
llevan seilal y circuitos de compensacion se utilizan para proporcionar comunicacién entre un
usuario final y un switch terminal. Ademés, como se discutird mas adelante en relacién con
una segunda técnica de compensacion, una serie slementos del circuito de compensacion
68 son colocados a [o largo de |a capa de sefial. Entre las capas 52 y 54, hay una primera de

varias capas prepreg.

[0058] Debajo de la primera capa prepreg, se inciuye una capa de enrutamiento 54 (por
ejempio una capa de pistas de seflal Ethemet), seguida por una primera de varias capas
intemas © hojas de aislamiento convencionales, y proporciona un circuito de
telecomunicaciones con un nimero limitado de pisias para transporte de sefial. Bajo la
primera capa intema estin las capas 56 y 58, los cuales son plancs a fiera eléctricos
separados por una segunda capa prepreg y seguldas por una segunda capa intema. Debajo
de la segunda capa interna se encuentra una capa de pianos de voltaje 80 y 82, las cuales
estdn separadas por una tercera capa prepreg y seguida por una tercera capa intemna.
Debajo de |a tercera capa intema esta la capa 84, que Incluye el enrutamiento secundario del
circuito activo 65, a la cual sigue una cuarta capa prepreg. Debajo de la cuarta capa prepreg



11

esta la capa 66, que incluye los componantes activos 87, el snrutamiento primario para el
conjunto de circuitos activos y las conexiones IDC.

[0069] E! conjunto de circuitos activos de las caracteristicas avanzadas localizadas en, o
acopladas con las capas 64 y 66 puede producir una degradacidn del desempeiio del panel
en la capa de comunicacionas lo que se debe comegir para proporcionar los niveles de
desampefic deseados. Como se menciond, este conjunto de circuitos activos 85 y 67
tipicamente incluyen los circultos de deteccidn, los ampilificadores operacionales y otros
componentes necesarios para las operaciones logicas, y las caracteristicas adicionales tales
como luces de indicacién visual de conexién y circuitos de insercién de potencia como se
especifica en la Patente Norteamericana No. 5.406.260 por Cummings et al, antes
mencionada. Las separacién de capas tal como se muestra en la Fig. 7 proporciona mejoras
tanto en los circuitos de comunicaciones de las capas 52 y 54, y las capas del circuito activo
64 y 68 por medio de la eliminacién del ruido de inleraccién y proteglendo las capas de
comunicacién de la operacidn de los elementos de circuito que hacen parte de las capas de
circuitos activos.

[0080] En la presente invencién, las capas de circuitos activos estdn separadas de los
circuitos de comunicaciones por miltiples capas a tierra eléctrica, capas centrales y capas
prepreg. Los planos de voliaje, capas 60 y 62 estdn ubicas adyacentes a las capes de
circultos activos mientras que los planos a tierma eléctrica 56 y 58, estdn adyacentes a las
capas de los circuitos de comunicaciones, puesto que tipicamente se tiene menos ruido
debido a dichos planos a tierra. La capas 56, 58, 60 y 62 combinadas contribuyen alin més a
mejorar el desempefio al dejar una distancia de separacién mayor entre las capas de
comunicacion y las de circuitos activos que la que tradicionalmente se deja. Ademas, como
se describe con mayor detalle mas adelante junto a la segunda técnica de compensacion, loe
elementos de los circuitos de compensacion 88 se pueden colocar sobre las capas 52 y 54
para mejorar el nivel del desempeiio .de la tarjeta de circuito del panel de interconexién 40
cuando se agregan o quitan caracterfsticas electronicas avanzadas.

[0081] Una segunda técnica de compensacién utiizada de acuerdo con la presente
invencién ss obtiens proveyendo slementos de compensacién sobre la tarjeta de circuito
Impreso del panel de interconexion. Los elementos del circulto de compensacion de la tarjeta
de circuito impreso 40 de la presente invencién se muestran més claramente en las Figs. 10
y 11, y funcionan en relacion con los slementos adicionales de circulto como se muestra en
las Figs. 8, 8 y 11. La Fig. 8 es un plano esquemdlico 80 que liustra un ejemplo de
componentes de caracteristica adicionales tales como los que dividen el circulto de
comunicacion en circuitos de entrada y salida de la capa de seflal para la insercién de
dispositivos de deteccién y potencia. La Fig. 9 es un plano esquemdtico que ilustra la
circuitos de la Fig. 8 sobre a tarjeta de circuito impreso del panel de interconexién, y la Fig.
10 es un plano esquematico que Hlustra los elementoa del circuito de compensacién a usar
con el circuito de la Fig. 8 de acuerdo con esta invencién. La Fig. 11 es una plano
esquemitico que llustra los elementos del circuito de compensaci6n de la Fig. 10 y el circuito
de la Fig. 9 en una posicién de ejempioc sobre la tarjeta de circuito Impreso del panel de
interconexién 40 de acuerdo con la segunda técnica de compensacion.

[0082] En la Fig. 8, un diagrama esquemdtico 80 ilustra un esquema eléctrico parcial de la
tarjeta de circuito impreso del panel de interconexién 40 incluyendo varios componentes para
uso con ias caracteristicas adicionales que se provean. Ademés, también se muestran los
puntos de acople para las caracteristicas avanzadas. Como se muestra en la Fig. 8, el
diagrama esquemético 80 de la tarjeta de circuito impreso del panel de interconexién 40
Incluye un nimero de componentes activos fijos, pistas de seflal y circultos de puentec 72
los cuales se pueden utiizar para enrutar sefiales y para puntos de acople de clerto nimero
de componemntes de caracteristicas avanzadas los cuales proporcionan deteccién de
dispositivos e insercidn de potencia en el panel de interconexién via el enlace multiconductor
entre los dispositivos y el sistema de red. Un eJempio de un enlace multiconductor entre los
dispositivos y el sistema de red proporcionado por la tarjeta de circuito Impreso 40 incluye
una variedad de lineas de comunicacion de transmision y recepcién o pistas de sefial, tales
como las linea 82-1 hasta 82-8, para comunicacién de informacién entre dispositivos, como
los dispositivos 22(a) hasta 22(d) de la Fig. 1 y un servidor o switch via la tarjeta de circuito
impreso del panel de interconexion 40. \

Yl
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[0083] En el ejempio mostrado an la Fig. 8, las lineas 82-1 hasta 82-8 pueden ser guiadas a
través del panel de interconexién a lo largo de la primera y segunda capas 52 y 54 de la
tarjeta de circuito impreso del panei de interconexiéon 40 y terminar en un IDC, un PD/Usuario
final 84, y cualquier tipo de interfaz estAndar que emplee cable de par trenzado, tal como un
conector RJ45 en un switch terminal 86. Los cables de par trenzado usualmente consisten
de par trenzado sin blindaje (UTP), biindado (STP) y varlaciones de STP conocidas como par
trenzado apantallado (ScTP) y par trenzado apantallado con aluminio (FTP). El conector
RJ45 se hacs independiente de loa contactos IDC debido a una serie de condensadores de
bloqueo DC que se describen mas adelante con mayor detalle. El bucie de DC del RJ45
represanta el iado de un switch/servidor/equipo activo de red, mientras que el bucie DC del
IDC representa el lado del equipo terminal/dispositivo de potencia.

[0084] Donde los componentss proveen caracteristicas avanzadas que se localkzan sobre la
tarjeta de circuito impreso 40, podrian comprometer parte de los circultos actives localizados
on las capas 64 y 68 de |a tarjeta de circuilto impreso multicapa 40. Como se muestra en la
Fig. 8, los componentes que hacen parte de de las caracteristicas avanzadas pueden ser
acoplados con las pistas de sefial, asi varios componentea del circuito hacen de puente entre
las capas de comunicacion y el-cenjunto de circuitos activos. .

[0088] En la Fig. 8 un médulo o electrénica de insercidn de potencia pueden ser acoplados
con las pistas 87 del diagrama esquemético 80 y de esta forma, la potencia puede ser
insertada sobre los pares de transmisién diferencial 82-4 y 82-5, y los pares 82-7 y 82-8. La
potencia remota puede ser insertada utiizando los transformadores de derivacidn central 91
y 92 respectivamente, conectados entre dos hlics de cada par conductor y proveer potencia
DC a loa dispositivoa remotos acoplados al enlace de transmisién. El flujo de sefial en cada
par sin embargo, no se interumpe por dicha insercin de potencia la cual permite la
operacién de las aplicaciones talea como gigabit Ethemet que requieren de todos los cuatro
pares.

[0086] Un mddulo o electrénica de deteccidn (no mostrados en la figura) pueden también ser
acoplados con los alambres de conexion 88 del circulto y el enlace multiconductor. Tanto la
deteccién realizada sobre los pares de conductores y la insercibn de potencia se
implementan a través de técnicas tales como las definidas en IEEEB02.3af y TIA-568B,
incluyendo sus actualizaciones, como por ejempio TIA-568B.1-6. De esta manera, la
deteccién puede ser realizada por el médulo o electrénica de deteccién tal como cuando se
detecta la presencia o retiro de un diapoasitivo de red via un circuito de bucie de continuided
de coriente a través de pares de conductores. Empleando los conductores 82-1, 82-2, 82-3
y 82-4, ol médulo de deteccién puede eatablecer la existencia de un dispositivo en el extremo
de la planta de cableado y la utilizacién de eatos pares de conductores permite la deteccién
de dispositivo que solamente utilizan estos pares, los cuales son referidos tipicamente como
los “pares de sefial’ en aplicaciones 10 Base-T y 100 Base-T.

[0087] Como se muestra en la Fig. 8, un nimero de componentes activos fijos, rutas de
sefial y los circultos de puenteo 72 son utifizados para el enrutamiento y los puntos de acople
para [os componentes de caracteristicas avanzadas antes descritas. Donde dichos médulos
o electrénica de las caracteristicas avanzadas se acoplan el circulio, las caracteristicas
eléctricas y el desempefio de los circuitos de comunicacion tipicamente se reducirén. La
degradacién del desempefio puede ser minimizada a través del disefio y la utiizacién de
capas, que es la primera técnica de compensacién antes descrita, sin embargo, la
degradacién del desempefio puede también ser minimizada a través de los elementos de loa
circuitos de compensacién empleando la sagunda técnica de compensacién que se describe
con mas detalle a continuacion.

[0088] Asl, la segunda técnica de compensacién utiizada de acuerdo con la disposicién en
esta invencién incluye proveer una serle de elementos de circuitos de compensacién y
posicionar cada uno sobre la tarjeta de circuito impreso 40 con relacién a los circuitos
electrénicos de caracteristicas avanzadas deacritos antes. Como se muestra en la Fig. 8, el
circuito activo 72 incluye los transformadores de derivacién central 91 y 92 y una serie de
condensadores de bioqueo DC 101 a 108 colocados sobre Ia tarjeta de circuito impreso del
panel de interconexién a lo largo de la capa de sefial para dividir el circuito en segmentos
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separados de entrada y salida. Los condensadores de bloqueo se emplean para bloquear la
sefial DC y separar el lado del terminal o del dispositivo del lado del servidor. El emplec de
condensadores de bloqueo permite la entrega de potencia DC solamente al lado terminal sin
entregar potencia al lado del servidor. Al hacerio asi, se permite bucles-DC separados para
la seccién de terminacién del cable de las conexiones del panel y el conector modular. Como
resultado, no se puede tener continuidad DC entre ias terminaciones IDC y RJ45, sin
embargo, ain se mantiene la continuidad AC y RF.

[0089] La seleccion apropiada del tamafio del condensador de bloqueo es importante para
asegurar un impacto minimo sobre el desempefio de los circuitos de comunicaciones.
Ejemplos de valores de condensador que se encuentran en estos circultos 8e definen en la

Tabla 2.
Tabla 2
Pin Valor del Condensador Valor Minimo Valor Méximo
82-1 0,1 uF 0,02 05
82-2 0,1 yF 0,02 0,5
82-3 0,027 yF 0,01 0.1
824 0,1 F 0,02 0.5
82-5 0,1 uF 0,02 05
82-8 0,027 uF 0,01 0.1
82-7 0,1 yF 0,02 0,5
828 0,1 pF 0,02 0.6

[0070] Los elementos del circuito activo 72 de la tarjeta de circuito impreso 40 también
Incluyen los transformadores de derivacién central 91 y 92 los cuales forman una ruta de
insercién dentro de los circuitos de comunicaciones. Estos transformadores realizan ef
puente entre los circuitos activos y de comunicacionea y permiten que la corriente DC pase
pero no afecia el desempeiio de alta frecuencia de las sefiales diferenciales que tipicaments
estén operando sobre el mismo par de conductores. Igual que ocurre con los condensadores
101 a 108, los transformadores 81 y 82 son también seleccionados y colocados sobre la
tarjeta de circulto impreso del panel de interconexién para asegurar un minimo impacto sobre
ol nivel de desempefio de |a tarjeta de circuito impreso del panel de control 40.

[0071] Sin embargo, sin importar cuédl sea la seleccién, los circuitos activos 72 de las
caracleristicas avanzadas localizadas en las capas 64 y 86 puede producir degradacién del
desempefio en la capa de comunicaciones del panel de interconexién. Para minimizar estos
efectos, una sarie de elementos de circuito de compensacién son colocados a lo lergo de la
capa de sefial y sobre la capa de sefial se provee un grado de acople Inductivo. Como se
muestra mas claramente en las Figs. 8 y 9, los circuitos activos 72 estén dispuestos sobre
las capas 64 y 66 de la tarjeta de circulto impreso 40 e incluye parte de los condensadores
101 a 108 ubicados en los puntos marcados con 74. La Fig. 9 lustra al menos una parte de
la superficie de la tarjeta de circuito impreso del panel de interconaxién, sobre la cual los
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condensadores 101 a 108 estdn en serie con las pistas de los circuitos que se extienden
sobre ias capas 64 y 66 marcadas con 76. Las ublcaciones mostradas en la Fig. 9 se
muestran como ajempio.

[0072] En la Fig. 10 se presenta una serie de slementos del circuito de compensacién que
estsn a lo largo de las capas de seflal 52 y 54 de la tarjeta de circuito impreso del panel de
Interconexién 40. La Fig. 10 Bustra al menos oira capa de una parte de la superficie de la
tarjeta de circulto impreso del panel de interconexién sobre la cual son colocados los
elementoe del circuito de compensacion, se presentan en los puntos marcados con 78. Estos
elementos del circuito de compensacion Incluyen elsmentos inductivos, capacitivos ¥y
reactivos los cuales sirven para compensar loa efactos adversos de los alamentos de los
circultos activos dispuesios sobre las capas 64 y 68. Como es sabido por aquelios
conocedores del arte, las pistas de las tarjetas de circuito impreso se construyen tipicaments
de materiales de ldmina de aluminio o ldminaa recubiertas de cobre y que se establecen
acoples capacitivos e inductivos con pistas adyacentes sobre las miamas o diferentes capas.
Normaimente dichas pistas se proporcionan con separaciones de aproximadamente tres
veces el ancho de la pista para minimizar este acople capacitivo e inductivo, sin embargo el
uso para beneficio de dichos efectos pardsitos puaeden ser mejorados a través de su
ubicacién en forma atemada. En el ejemplo que se muestra en la Fig. 10, los elsmentos del
circuito de compensacion son construidos como pistas en cresta interdigital sobre al menos
una capa de la tarjeta de circuito impreso 40, sin ambargo, cada uno (los elementos,
inductivos, capacitives y reactivos) pueden ser proporcionados por otra capa cuando sea
requerido. Por sjempio, se provee acople inductivo sobre las capas incluyendo las de pistas
de sefial.

[0073] Como se muestra en Fig. 10 una serie de tales pistas son proveidas en los elementos
del circuito de compensacién mosirados en los puntios marcados con 78, En el ejempio
moetrado en la Fig. 10, una serie de dichas pistas son proporcionadas sobre las capas de
seflal 52 y 54 y se colocan en relacién con las pistas de los condensadores y el condensador
como se muestran en los puntos marcados 74 y 76 sobre las capas 64 y 66 de la tarjeta de
clrcuito impreso del panel de interconexidn. En los ejemplos de la Figura 10, la posicidn de
los slementos 68 se proporciona solamente como un ejemplo, y se puede reconfigurar como
90 requiera dependiendo las diferentes posiciones del condansador en la capa del circuito
activo.

[0074] En la Fig. 11 se muestra un ejempio de ensambie reallzado para esta invencién, aqul
so llustran las posiciones entre los condensadores y las pistas para Ios condensadores en
las capas 64 y 66 de la Fig. 9, y los elementos del circuito de compensacién sobre las capas
de seilal 52 y 54 de la Fig. 10. En especial, los elementos de circuitos de compensacién en
las capas de sefiales (es decir condensadores, 0 cuaiquier acopiamiento inductivo, u otro
método de compensacitn), se posiciona para acoplar, o compensar, entre los trazos del
circuito de comunicacion. Este acoplamiento/compensacion restablece el equilibrio (es decir
retona la pérdida e Impedancia), al circulto, y reduce o anula cualquier ruido que se
produzca del desbalance, incluyendo diafonia (NEXT) y similares. En esta configuracién, se
pueden utilizar los efectos parasiticos benéficos de los elementos del circuito de
compensacion para aumentar el nivel de desempefio de la tarjeta 40 del circuito de panel de
comunicacién cuando se agrega elecirdnica de caracteristicas avanzadas.

[0078] Por coneiguients, ademés de ia separacién de capas de la tarjeta de circuito descrita
antes, la presente invencién puede también incluir los elementos inductivo, capacitivo y
reactivo de los circuitos 68 de compensacién en la tarjeta 40 de circultio impreso del panel de
interconexdén para compensar los efectos de la elecirénica y caracteristicas avanzadas
agregadas 72 colocada en la tarjeta 40 y minimiza los efectos en los trayecios de sefiales.
Los restanies efectos se minimizan mediante el uso de técnicas de conexién de eita
impedancia y de bloqueo. Especificaments, el circulto activo de caracteristicas avanzadas
unido con la presente invencién reahiza Interfase con el cableado que conecta el trayecto de
sefiales de! hardware en dos métodos. Primero, mediante conexiones de alta impedancia,
que “hacen una derivacion® del circuito de comunicaciones, © mediante “bloquec®, o
dispositivos en serie que se localizan dentro del trayecto de la rad. Las conexiones de sita
inpedancia también minimizan el efecto de la electrénica de caracteristicas avanzadas en el
funclonamiento del trayecto de sefiales. Adicionaiments, la seleccién de los valores de
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bloqueo de los valores del condensador de bloqueo, como se ilustra en la Tabla. 2 minimiza
ol efecto sobre la pérdida de retomo y la atenuacién que puedan crear los componentes.

[0078] La presente invencién puede configurarse como una sola unidad con toda o parte de
la funcionalidad, o como una unidad muitiple que incluye tarjetas de opcién de funcionalidad
adicionales y coneclores como se muestra en las Figs. 4 a 6. La pressnte invencién puede
ser un dispositivo de un solo puerio 0 de puertos muiltiples, incluyendo desde 1 hasta 120
puertos por uniiad, excediendo actuaimente los niveles existentes de 24 a 48 puertos por
unidad, y permitiendo un punto de conexién para conectores modulares. La tarjeta de circuito
impreso de panel de interconexidn se dimensiona para ocupar aproximadamente 3 unidades
del bastidor (3U, o aprox. 3 x 1.75") y mantener la densidad de los puertos en el panel final,
cuando el manejo de cables puede ahora ser parte del mismo panel de Interconexién. Como
se construye, la presente invencién puede incluir un panel de 3U que tiene espacio para
manejo de cables y circuito activo entre los circuitos de telecomunicacion que se ordenan por
encima y por debajo del circuito de cables y el circuito activo, incluyendo 1 a 120 puertos por
unidad de modo que se mantenga la densidad. La presente invencién también permite al
menos un conector modular como una sallda, tipicamente un conector RJ45 que se une con
la clavija modular. Las combinaciones anteriores permiten la construccién de un panel de
intercon®dén que incluye el manejo de cables, el circuito activo dentro de un panel tamafio
3U, y especificamente, la capacidad para tener al menos 48 puertos y manejo de cable
asoclado en un panel tamafio 3U.

[0077] La presente invencién descrita anteriormente permite un hardware de comunicacién
que puede ser al mence categoria 3, 5, 58, 6 y/o més (por ejemplo 8e o 7) y niveles
equivalentes de desempefio segin se requiera, y también mantiene el funcionamiento de
tranemisién de la categorfa como se define en los requisitos de transmisién IEEE802.3 y TIA-
5688. La presente invencién puede ser cableada a una planta de cables y de este modo
también puede utiizarse para recolectar y suministrar informacién acerca del lugar de los
dispositivos conectados por medio de una caracteristica o grupo de datos. Esto puede ser
particularmente importante para servicios como aplicaciones de emergencia 911 donde el
lugar de la parte que llama, es critico de determinar, especialments cuando se trata de una
rad VolP.

[0078] Aunque se ha escogido una incorporacién para ilustrar la invencion, se entendera por
los expertos en el drea, que varios cambios y modificaciones puedan hacerse agul sin
apartarse del campo de apiicacién de la invencién como se define en las reivindicaciones
adjuntas.
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Qué se esth relvindicando:

1. Un panel de interconexién de caracteristicas de compensacién avanzadas que puede
incluir componentes elecirdnicos modulares removibles o fijos, donde el panel de
interconaxién proporciona niveles de desempefio mejorados, dicho panel de interconexién
incluye:

Una tarjsta de circuito impreso multicapa de! panel de interconexién que cuenta con
una variedad de capas.

Un circuito de comunicaciones dispuesto sobre al menos una primera capa de la
variedad de capas y acoplado eléctricamente entre un coneclor de desplazamiento de
aislamiento (IDC) PD/Usuario final y un conector RJ45 en el equipo tsrminal;

Al menos un componente electrénico modular removible o fijo acoplado
eléciricamente con el circuito de comunicaciones, dicho componentss se tiene al menos un
circuito activo dispuesto sobre al menos una segunda capa de la variadad de capas pama
proveer una caracteristica avanzada; y

Un variedad de elementos de compensacién dispuestos sobre al menos una capa
para establecer un acople capacitivo e inductivo de compensacién con loa circuitos activos
para minimizar significativamente al menos uno de los efectos resultantes del circulto activo
mencionado y de esta forma tener niveles de desempefio mejorados.

2. Un panel de interconexdén de caracteristicas avanzadas de compensacién que, como los
que se reivindica en 1, puede incluir componentes elecirénicos modulares removibles o fijos,
dicho circuito de comunicaciones incluye al menos una pista de transporte de sefial o un
dirculto de enrutamiento de telecomunicaciones.

3. Un panel de interconexion de caracteristicas avanzadas de compensacion que, como se
reivindica en 1, puede incluir componentes electrénicos modulares removibles o fijos, dichas
caracteristicas avanzadas incluyen al menos una caracteristica de deteccién avanzada,
caracteristica de operacién légica y caracteristica de insercién de potencia.

4. Un panel de interconaxién de caracteristicas avanzadas que, como se reivindica en 1,
puede incluir componentes modulares removibles o fijos; los circuitos activos incluyen al
menos una capa de snrutamiento secundario del circuito aclivo, un componente de circuito
aciivo, un componente IDC, conecior de modulo de entrada y enrutamiento primario para los
circuitos activos.

5. Un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas de compensacién que, como se
relvindica en 4, puede incluir componentes modulares removibles o fijos, donde los
componentes dei circuito activo incluyen al menos un condensador de blogueo DC.

6. Un panel de interconaxién de caracteristicas avanzadas que, como se reivindica en 4,
puede incluir componentes modulares removibles o fijos, donde los componentes del circulto
activo incluyen al menos un transformador de derivacién central.

7. Un panel de interconexién de caracteristica avanzada que, como se relvindica sn 4, puede
incluir componentes modulares removibles o fijos, donde los componentes del circuito activo
incluyen al menos un amplificador operacional.

8. Un panel de Interconexién de caracteristicas avanzadas que, como se reivindica en 1,
puede incluir componentes modulares removibles o fjjos, donde los elementos del circuito de
compensacién dispuestos sobre al menos una capa incluys por lo menos una de un
elemento inductivo, capacitivo y reactivo para establecer el acople de compensacién con el
circuito activo.

b
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9. Un panel de interconexion de caracteristicas avanzadas que puede incluir componentes
modulares removibles o fijos como se reivindica en 8, donde el slemento inductivo, capecitivo
y reactivo constan de una pista de transporte de unal

10. Un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas que puede incluir componentes
modulares removibles o fijos como se reivindica en 8, donde el elemento inductivo, capacitivo
y reactivo esta compuesto de un circuito capacitivo de lémina de aluminio conductivo.

11. Un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas que, como se relvindica en 1,
puede inciulr componentes modulares removibles o fijos, donde los efectcs adversos
Incluyen aiguno de los siguientes: nivel incrementado de ruido, reflexién, acople Inductivo

adverso y acople capacitivo adverso.

12. Un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas que, como se reivindica en 1,
puede Inclulr componentes modulares removibles o fijos, donde los niveies de desempefio
mejorado incluyen al menos alguno de los niveles de desempefio de las categorias 3, 5, 5e,
6, 8a y 7 y mayores.

13. Un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas que, como se reivindica en 1,
puede incluir componentes modulares removibles o fijos, donde la tarjeta de circulto Impreso
multicapa del panet de interconaxién se compone ademés de un tamafio de panel 3U que
tiene al menos 48 puertos.

14. Un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas que, como se relvindica en 1,
puede Inciuir componentes electrénicos modulares removibies o fljos, donde la tarjeta de
circuito impreso mutticapa del panel de interconexién consiste de un panel que tiene al
menos 48 puertos y al menos uno de una aftura de 1U, 2U y 3U.

15. Un panel de interconaxion de caracteristicas avanzadas que, se reivindica en 1, puede
incluir componentes elecirdnicos modulares removibies o fijos como, donde la tarjeta de
circuito impraso multicapa del panel de interconexién se compone ademas de un mecanismo
de administracién del cable.

16. Un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas que, como se reivindica en 1,
pueds incluir componentes electrénicos modulares removibles o fijos, donde la tarjeta de
circuito impreso multicapa del panel de interconexion se compone del circulto activo y el
mecanismo de administracién del cable acomodado adyacente a y en entre el circuito de
comunicaciones sobre una superficie de la tarjeta de circuito impreso del panel de
interconexion.

17. Un método para fabricar un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas que
puede Incluir componentss electrénicos modulares removibles o fljos los cuales de forma
separada 0 en combinacién son capaces de proporcionar caracteristicas avanzadas tales
como deteccion de dispositivos e insercidn de potencia, donde el panel de interconexién
proporciona niveles de dessmpefio mejorados, tal método comprende ke sigulentes pasos:

Ensambie de una tarjeta de circuito impreso multicapa del panel de interconexién que
tiene una variedad de capas;

Acomodar sobre al menos una primera capa un circuito de comunicaciones, acoplar
eléctricaments el circuito de comunicaciones entré un conecior de desplazamiento de
aislamiento (IDC) en un PD/Usuario final y un conector RJ45 en un equipo terminal de
telecomunicaciones;

Acomodar sobre al menos una sagunda capa algin componente electrdnico modular
removible y filo acoplado eléctricamente con el circulto de comunicaciones, dicho
componente ss compondrd de al menos un circuito activo que proporciona siguna
caracier{stica avanzada; y
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Colocar sobre al menos en una capa un elemento del circuito de compensacién pama
establecer un acople capacitivo e inductivo de compensacién con el circuito activo y de esta
forma minimizar sustanclaiments al menos un efecto adverso resultante de dicho circuito
activo y proporcionar niveles de desempefio mejorados.

18. Un método de fabricar un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas como se
reivindica an 17, que Incluye ademés colocar sobre la primera un drculto de comunicaciones
incluyendo al menos una pista para transporte de sefial 0 un circuito de enrutamiento de
telecomunicaciones.

19. Un método para fabricar un pane! de interconexién de caracteristicas avanzadas como
se reivindica en 17, incluye ademés colocar sobre esta segunda capa al menos un
componente electrénico modular removible o flio que incluye al menos una capa de
enrutamiento secundario del drculto activo, un componente de circulto activo, un
componente IDC, conector de médulo de entrada y enrutamiento primario del conjunto para
los circuitos activos.

20. Un método para fabricar un panel de interconsxién de caracteristicas avanzadas como
ge relvindica en 19, donde el componente de circuito activo incluya al menos un condensador
de bloqueo DC.

21. Un método para fabricar un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas como
se relvindica en 19, donde ¢ componente de circuito activo incluya al menos un
transformador de derivacion central.

22. Un método para fabricar un panel de interconexién de caracter{sticas avanzadas como
se relvindica en 19, donde el components de circuito activo incluya al menos un ampilificador

operacional.

23. Un método para fabricar un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas como
se relvindica en 17, donde el elemento de circuito de compensacion dispuesto sobre al
menos una capa incluye al menos un elemento inductivo, capacitivo y reactivo para
establecer el acople de compensacién con el drcuito activo.

24. Un método para fabricar un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas como
relvindica en 17, donde los efectos adversoe inciuyen al menos nivel incrementado de
ruido, refiexidn, acople inductivo adverso y acople capacitivo adverso.

25. Un método para fabricar un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas como
se relvindica en 17, donde los niveles de desempefic mejorado inciuyen al menos y uno de
los niveles de desempefio de las categorias 3, 5, 5e, 6, 6e y 7 y mayor.
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the technieal prepurstions for international publication.

The applicant may submit commenis on an informal bass on the writttn opinion of the International Searching Authorkty 1o the
International Buresy. The International Bureau will send ‘s copy of sch commesss o ol designated Offices mlem an international
preliminwy examination report ks been or is 10 be esmblished. These comments would also be made availsbie to the public but not
befare the expiration of 30 months from the priority date.

Within 19 mosths fram the priority date, but anly In respect of some designatedt Offices, a demand for international preliminary
exxminetion rust be filed if the applicant wishes to postpone the emry bato the natiomal phase wetil 30 months from the priority dae
(in some Offices even [ner); otluwll.lhupplh:lmﬂ.wlﬂn!.umﬁﬂmhmlydﬂ.puﬁmﬂnpmmbduh
entry into the nations] pbase before those designated Offices.

In respecst of other designated Offices, the time limli of 30 months (or later) will spply even if 0o dexnand Iy flled within 19 monthy.
See the Annex to Form PCT/IB/301 and, for details about the spplicsble time Iimits, Office by Office, see the PCT Appiicant 'y

Guide, Volume I1. Natiomal Chepters and the WIPO Intarnet site.

Name and malling sddress of the ISA/ US

Facximile No. (703) 305-3230

o P 5 N

P.O. Box 1430
Alezandrh, Virgink 22313-1450 Telephone No. 571-272-1569

Form PCT/ISA/220 (Jxmmry 2004)

(See notes on accomparnying shees)
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INTERNATIONAL SEARCH REPORT
(PCT Articlc 18 and Rules 43 and 44)

Applicant’s ar agent’s file reference FOR FURTHER sce Form PCT/ASA/Z20

48577 ACTION = well as, where applicable, item 3 below.

Internatioml application No. International filing date (day/month/year) | (Earticst) Priority Date (day/month/vear)
PCT/USOS/06595 02 March 2005 (12.03.2005). 03 March 2004 (03.03.2004)

Applicant

HUBBELL INCORPORATED

This international search report has been prepared by this International Searching Anthority and is transmitted to the applicant
scconding to Article 18. A copy is being tranamitted to the Intermational Bureau,

‘This international search report consists of a total of sheets.
It is also accompanied by & copy of each prior; art document cited in this report.

1. Dusle of the Report
a. With regard to the kmgnage, the Intermational search was caried out on the hasis of;

the international application in the language in which it was filed.
D & transiation of the international spplication into , which is the language
of a trasalstion furnished for the purposes of international scarch (Rules 12.3(s) and 23. 1(b))
b.D wmmmmn:hﬂbnﬂw-ﬂmﬂdmﬂdudhhmmhthmuhﬂol
D Certain elaims were found unsesrchahle (See Box No. IT)

[] unity of tnvention ts lacking See Box No. Im
With regard to the title,
the text is approved as submined by the applicant.
the text has been eatablished by this Authority t read as follows:

Lol ol

3.  With regand 10 the ahsiract,
E the text is approved as submitted by the applicant.
E] the text has been established, mﬂumkub”%).bymm"ummh No. IV. The applicant

6. With regard to the drawings,
a. the of the drawings to be published with the abstract is Figure No. §

as suggesicd by the spplicant.

as selected by this Authority, because the applicant failed to suggest a figure.

a8 selected by this Authority, beeause this figure betier charscterizes the invention.
b. I:l moflheﬂmn‘uhmheplbluldwmum

may, within onc month from the daic of mailing of this Intermational search report, subrnit comments (o this Authority.

Form PCT/ISA/210 (first sheet) (April 2005)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT Imermtional spplication No.
PCTIUSOS5/06595
A. CLASSIFICATION OF SURJECT MATTER
P : HDK 06
UsCcL :  361/780,782,788

diog to Inermtional Pajent Clas

Minfmum documentation searched {classificatior; gystem thilowed by classification symbols)
U.8. : 361/780,782,788,790,793,794,761, 762,763,764

Docurnentation searched other than minionmm docymmentation to the extent that such documents are Inchuded in the ficids scarched
NONE

*Blectronic dats base consulted during the Internarional search (name of data base and, where practicable, search terms used)
Please See Contimntion Sheet

C. _ DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

gory * Ciation of document, with indication, where appropriate, of the relcvant passages Relevam to claim No.
A US 6,089,923 A (PHOMMACHANH) 18 July 2000 (18.07.2000), sce entire docyment. 1-25
A US 5,931,703 A (AEKINS) 03 August 1959 (03.08.1995), see entire docoment. 1-25
A US 6,057,743 A (AEKINS) (2 May 2000 (02.05.2000), see extire document. 1-25
A US 5,944,535 A (BULLIVANT &t al.) 31 Augnat 1999 (31.08,1999), see entire document. 125
A US 6,533,618 Bl (AEKINS) 18 March 2003 (18.03.2003), see entire document. 1-25
A US 6,483,715 Bl (CHEN) 19 November 2002 (19.11.2002), see entire documnent. 1-25
A US 6,411,506 B1 (HIPP et al.) 25 June 2002 (25.06.2002), see entire docament. 125
A US 5,930,119 A (BERDING) 27 July 1999 (27.07.;799). soe entire document. 1-25
A US 6,512,396 Bl (BERDING) 28 Jarmary 2003 (28.01.2003), see cntire document. 1-25

Ewm»uumumamc. |_:| Sz patent family anoex.

v Spacial catogorien of chird docamente: T Tater docunment puilished afier the bicrostioal filing dete or priority
daies and aoe In comflicy with the spplication b clted 1o oxjorssnd e
"A" doommest defining the proeval steie of the st which ls not corsidered o he principis or thetyy ooderlying t lsvention
of pardcsiar relsvaxe
: X" docnmen of purdeniar reievance: the claimed tovesgion canant be
*E" eurlier spplicetion or psest pobfished on or efier the inssroatiowal flling dee ennsidered movel or cammot bo cxsidared to levolve @ lnventive iep
s the docomest ls taken alooe
"L*  dotamen which may tuow doobts na priariy claim{s) or which ' cind i
eainhiich the publicasion duts of anothey chistion or other special resson (o - docmnens of particuber relevance; the cixiped investion canaot be
apecified) exxmidered 1o lnvolve an nventive mep when the docoent Is
cambiond with ane or move ofer such dotueme, sxch combisation
*0" docoment refring © o oral disciosgre, wee, exhihition or other messn heing obvious &y & pereon skifled s the ant
"P"  document published prier to the internationsl filing date bt bxer i the “&" docyrent member of the same prent fxmily
priorky dae clahued .
Date of the acial completion of the imcrpational search mummamw-z,.“?m
12 2005 (12.09 _ '
Name and malling address of the ISA/US Authortzed officer
Mall Swop FCT, Atin: ISA/US
Commiiorer fx Puicon JOSB DEES
Aiouanria, Vicghria 223131450 Telephoue No. S71-272-156
Facsimile No. (703) 305-3230

Form PCT/ISA/210 (sccond shect) (April 2005)
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Casegony * Chtation of docoment, with indlcation, where sppropriste, of the relovent passages Relevant 1o clalm No.
US 4,697,358 A (BALAKRISHNAN) 06 October 1987 (06.10. 1987), sce entire document, 1-25
A US 5,748,451 A (THOMPSON et al) 05 May 1998 (05.05.1998), sce entire document. 125

Form PCT/ISA/210 (continuation of sccond sheet) (April 2005)
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INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

To:

MARK BICKS

ROYLANCE, ABRAMS BERDO & GOODMAN, L.L.P.
1300 19TH STREET, N.W.

SUITB 600

WASHINGTON, DC 20036

PCT

WRITTEN OPINION OF THE

INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

(PCT Rule 43bis.1)
Date of mailing EB SEl M' -]

I— — (day/month/year)
Applicant’s or agent’s file reference FOR FURTHER ACTION

See paragraph 2 below
48577
Intcymational application No. Inserrational filing date (day/month/year) | Priority date (doy/monsh/year)
PCT/US05/06595 02 March 2005 (02.03.2005) 03 March 2004 (03.03.2004)

Intermational Putert Clamsification (IPC) or both nitional classification and IPC
IPC{7): HOSK 7/06 and US Cl.: 361/780,782 788

Applicant .

HUBBELL INCORPORATED

1. Tl opinion contalne Indications reiating to the following items:

D4 BoxMo.!  Basis of the opinica

[] BoxNo.m  Priority

[ ] BoxNo.m  Nowestabiishmen of apinion with regard m novelty, rventive step and indhuatrial epplicabitity

[[] BoxNo.Iv  Lack of nnity of invemion

DU BoxNe.v  Reasomed seatement under Rale 430 1(s)5) with regand 1o povelty, Iaventive scp or industrial
spplicability; citations and explanations supporting such statement

[] BoxMo.VI  Certain documenss cired

[C] BoxNo.vm  Certain defics in the inornational application

[] BoxNo. VI Certn observations on the isermational application

2. FURTHER ACTION
If & dexand for internatiooel preliminary examination is made, this opinion will be consldered to be a written opinion of the
Intermational Preliminary Examining Auntharity ("IPEA") except thai this docs not apply where the applicant chooses an
Authority other than this one to be the IFEA and the chosen [PEA has notified the International Barean under Rule 66.15is(0)
that written opinlons of this International Scarching Authority will not be 50 comsidered.

If this opinion is, a8 provided above, comidered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the
IFEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expirtion of 3 months from the date of
mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expintion of 22 months from the priotity date, whichever expires Inter.

For farther options, see Form PCT/ISA/220.

3. For further details, see notes to Form PCT/ISA/220.

. . Y
Name and matling address of thc ISA/ US Date of conpiction of this wow
Mail Stop PCT, Attn: ISA/US opinion
Hhm- JOSE DHEES
P.0. Box 12 2005 (12.09.
Alexandria, Virginis 22313-1450 September 2003 (12.092003) | relophons No. $71-272-156
. Facsimile No, (703) 3033230

Form PCT/ISA/237 (coves sheet) (April 2005)



WRITTEN OFINION OF THE
INTERNATIONAL EEARCHING AUTHORITY PCT/USOS/D6595

Box No. I Basis of this opinion

<

s.[]

1. With regard o the language, this opinion has been established on the basis of:

the international application in the imguage m which it was filed

[C] s canalation of the internationsl apptication into ____, which is the language of a translation furnished for the purposes of

intermational search (Rules 12.3(n) and 23.1(b).

2. With regard to any nocleotlde snd/or aming arld sequence disclosed in the international application and neceysary to the
claimed invertion, this opinion has been established on the basis of:

type of materil
[ » seiuence listing -
[ cablets) retaed to the sequence listing

format of material
[ oapaper

[ i etectronic form

thme of filing/furnishing

[] comained in the international application as filed.

[] filed ngether with the international application in electronic form.
[] nurolshed subsequently to this Authority for the purposes of search.

In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing and/or table(s) relating thereto bas been
filed or fornished, the required stetements that the information In the subsequent or additional coples is identical to that in
the application az filed or does not go beyond the application as filed, s approprinie, were furnished,

4, Addidonal comoments:

Form PCI/ISA/Z37(Bax No. T) (April 2005)



. Interpational ieation N
WRITTEN OPINION OF THE POTTUSae o e
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

Box No. V wmmmaml(ﬂmmmﬂﬁmﬂm inventive step or Industrial
applicabllity; citations and explanations supporting such statement

1. Statement
Novelty (N) Claims 1-25 YES
Claims NONE NO
Inventive step (IS) Claims ]-25 YES
Claims NONE NO
Claims NONE : NO

2. Citations and explanations:

Claims 1-16 meet the exiteria set out in FCT Article 33(2)-(3), because the prior art does not teach or feirly suggest the combination
of a communication eireult disposed on at least & first Iayer of the plurafity of layers and elecirically coupled between an nsulation
displacement connector (IDC) at 8 PD/User end and an RJ45 connector st a teleconmmunicstion equipment end, and at least one of &
removable modular or fixed electronic component electrically coupled with the communication clrcuit, the component comprised of
at Jeant one active clrcult dispased on at least 2 second layer of the plurality of layers.

Claims 17-25 meet the criteria sct oot in PCT Article 33¢2)-(3), because the prior art does not teach or fhirly suggest the combination
of disposing npon at least a first layer of the plurality of lxyers x conummication civenit, the communication circult clectrically
coupicd between an insulstion displacement connector (IDC) at a PD/User end and an R}45 connector at a telecommunication end,
and disposing upon at lesat a second Layer of the plurality of layers at least one of a removable modular and fixed electronic
component electrically coupled with the commmomicstion circuit, the component comprised of at least one active circuit.

Clzims 1-25 meet the criterla act out in PCT Article 33(4), and thus meet industrisl applicability because the subject matter claimed
can be made or used in industry.

Form PCT/ISA7237 (Box No. V) (Aprl 2005)
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PCT To:
NOTIFICATION CONCERNING BICKS, Mark
TRANSMITTAL OF COPY OF INTERNATIONAL
APPLICATION AS PUBLISHED OR REPUBLISHED glg gg‘ Sveet, NW.
Washington, DC 20038
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Date of mailing (dapimonth/year)
06 October 2005 (06.10.2005)
Applicant’s or agent's file reference
48577 IMPORTANT NOTICE
Iniemational application No. International filing dute (daymonivyear) Priorily date (day/month/year)
PCT/US2005/006595 02 March 2005 {02.03.2005) 03 March 2004 (03.03.2004)

Applicani
HUBBELL INCORPORATED et al

The Inicrnational Buresm tranamits harewith the following documents:

copy of the intemational application as publishad by tha Intemational Buresm on 06 October 2005 (06.10.2005) under
No. WO 2005/091913

I:I copy of internations] application as republished by the Imernational Burean on under
No. WO
Far an explanation as in the resson for this republication of the intemational application, reference is made 1o INID codes (15), (48)
or (88) (ar the case may be) on the front page of the stiached docament. )

pocd_2d e H8ST7

Rec'd

OCT 13 2005
ROYLANCE, ABRAMS

Bw. (2
BY,

The Intemational Bureau of WIPO Antharized officer

. l::.m u;' O;I‘:m::d Philippe Becamel

Pacsimile No.+41 22 740 14 35 Facsimile No.+41 22 338 70 90
Form PCT/IB/311 (Jammary 2004)
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{12) INTERNATIONAL: APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOFERATION TREATY (PCT)

(19) World Infellectual Property

Organization
Intemational Burcan

{43) Iniernational Publication Daie

(10) Internatiozal Publication Numher

6 October 2005 (06.10.2005) PCT WO 2005/091913 A2
(51) International Patent Clasification: ~ Not classified (US). BAXTER, Robert |US/US]; 254 Randall Avs,
Warwick, R1 02889 (US). MAHMOOD, Rekan [PK/US};
(21) International Application Number: 72 Bascom Road, Lebanon, CT 06249 (US). MILLER,
PCTAUS2005/006595 Alan [US/US); 15 Middle Beach Road, Madiscn, CT
lco‘" . Py %

(27) International FHlng Date: 2 March 2005 (02.03.2005) mﬂfs" 'Ngrn,mn:;h&yyusl. 22 Ajellos
(25) Flliog Language: English (4 Agentm: BICKS, Mark et al.; 1300 I9th Street, N.W,,

(26) Publication Language: English Saite 600, Washington, DC 20036 (US).
. (81) Desigunied States (unless otherwise indicated, for every

(30) Priority Data: ! : )

10791.292 3 March 2004 (03.03.2004)  US kind of national prosection avallable): AE, AG, AL, AM,

(71) Applicant (for all designated Siates except USk
HUBBELL INCORPORATED [US/US); 584 Derby
Milford Road, Orange, CT 06477-4024 (US).

(72) Ioveniors; and
(75) Inventors/Applicants (for /S only): ABUGHAZALEH,
Shadl [JO/US]; 1285 Route 163, Oakdale, CT 06370

AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, BC, EE, Bj, ES, Fl,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JF, KE,
KG, KP, KR, KZ, 1C, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, 5L, SM, 5Y,T),
T™, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA,
M, ZW.

[Continued on next pagej

(50) Title: MIDSPAN PATCH PANEL WITH COMPENSATION CIRCUIT FOR DATA TERMINAL EQUIPMENT, POWER IN-

SHRTION AND DATA COLLECTION

(57) Abatract: A compensating advanced
feature petch panel (1) that can incinde
" removeble modular (50) or fixed electronic
components (46) located directly on the
paich pensl which ame scparately or in

combination capable of providing advanced

fealures soch a3 device delection and
power insertion. The patch panel provides
comumnications between an insulation
displecement connector (IDC) at a PD/User
end (84), end any stendand Jmierface type
nsing tmahiekled twisted pair cables, sach
as an R}M5 connector at a switch end (86)
al performance levels of ai lexst category

3, 5, 5o, 6 and/or higher (c.g. Go or 7) and
equivalent performance levals a8 required
by compensating for the active electronics
used in providing advanced features throngh
tha usa of inductive, capacitive and reactive
circuit slements 1o compenasaie for advanced
featurs electronics.

M

A

‘o



M

y WO 2005/091913 A2 |HRINERSTIIENERDINEED

},' (84) Designated Stuies (unlers atherwise indicated, for every
kind of regional protection available): ARTPOQ (BW, GH,
GM, KB, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), Earmaian (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, T), TM),
FR, GB, GR, HU, IR, 1S, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO.
SA, 51, SK, TR), QAPI1 (BF, BJ, CF, CG, C1,CM, GA, GN,
GQ, GW, ML, MR, NB, SN, TD, TG).

Publishes:
—  without international search report and to be republished
upon recaipt of that report

For two-leiter codes and other abbreviations, refer 1o the “Guid-
ance Notex on Codes and Abbreviations” appearing ai the begin-
ning of each reguldr issue of the PCT Gazeite.
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Washingion, DC 20038
ETATS-UNIS D'’AMERIQUE
Date of mailing (doy/month/vear)
17 Novembaer 2005 {17.11.2005)
Applicant’s or agen(’s file reference
48577 IMPORTANT NOTICE
Imemational application No. Intemaiional Gling dals (; Priority date (daypnonth/vear)
PCTAS2005/006505 02 Malch 2005 (02.03. 2005) 03 March 2004 (03.03.2004)
Applicani

HUBBELL INCORPORATED et al

‘The Intermational Boresn trangmits herewith the following documents:

L]

No. WO

mdm-mwnmﬂdwmmmmm

. wdmwmm-mwwmmmnmm 17 November 2005 (17.11.2003) under

No. WQ 20057091913

hrmm“mlinm hﬁ-nﬂﬂmdhm“mm:nﬂcwmm(ﬂ),(ﬂ}

w(mwummu)mhmmummmu

Docd_ KD _Fle 4863
Racd

ROYLANCE, ABRAMS
BERDO & GOODMAN, LLP.
gY 5
The Intemational Burean of WIPO Anthorized officer
. St Philippe Becamel

Facsimile No.+41 22 740 14 35

Facgimile No.+41 22 3138 70 90

Form PCTAIB/311 {Jamoary 2004)
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(43) International Publication Date
6 October 2005 (06.10.2005)

.....

(10) International Publication Number

WO 2005/091913 A3

(51) International Patent Classifeation’; HO5K 706

(21) Internationsal Application Number:
PCT/US2005006595

(22) International Flllng Date: 2 March 2005 (02.03.2005)

(25) Filing Language: English
(26) Publication Language: English
(30) Priority Dais:

10/791,292 3 March 2004 (03.03.2004) US

(71) Appliesnt (for all designated States except US)
HUBBELL INCORFORATED [US/US]; 584 Derby
Milford Road, Orange, CT 06477-4024 (US).

Inventors; and

S) Inventors/Applicants (for US only); ABUGHAZALEH,
Shadi [JO/US]; 1285 Route 163, Oakdale, CT 06370

33

{US). BAXTER, Robert [US/USL; 254 Randall Ave,
Warwick, RI 02889 (US). MAHMOOD, Rehan [PK/US];
72 Bascom Road, Lebanon, CT 06249 (US). MILLER,
Alan [US/US]; 15 Middle Beach Road, Madison, CT
06443 (US). O"CONNOR, Michasl [US/US]; 22 Ajsllox
PFarm Road, Seymonr, CT 06483 (US).

(74) Agentsz BICKS, Mark et al.; 1300 19th Street, N.W,,
Suite 600, Weshingion, DC 20036 (US).

(81) Designated Siates (unless otherwize indicated. for every
kind of national protection avallable): AE, AG, AL, AM,
AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN,
CO, CR, CU, CZ, DR, DK, DM, DZ, BC, ERE, BG, BS, FI,
0B, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JF, KE,
KG, KP, KR, KZ, 1L.C, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY,TJ,
T™, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA,
™, ZW.

{Continued on next page]

(54) Title: MIDSPAN PATCH PANEL WITH COMPENSATION CIRCUIT FOR DATA TERMINAL BQUIPMENT, POWER IN-’

SHERTION AND DATA COLLECTION

(57) Abstract: A compensaiing advenced
featnre petch panal (12) that can inclmde
removable modnler (50) or fixed electronic
components (46) located directly on the patch

pane] which are separately or in combination

capable of providing advanced featores soch
as device detection and power insertion
The paich panal provides communications
beiween an insnlation displacemsant conmector
(IDC) at a PD/User end (84), and any siandard
interface typs using unshislded twisted pair
cables, such as an RM45 connector at a swich
end (86) at performance lovels of at Jeast
catngary 3, 5, 5e, 6 and/or higher (e.g. Geor7)
and equivalent performance levels as required

by compensiting for the active electronics
used in providing advanced featores through
the use of inductive, capacitive and reactive
circuit elements o compensate for advanced
feature electronics.
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(84) Designated States {(unless otherwise indicated, for every — bafore the axpiration of the sime limi for amending the i
kind of mylonal protection avallable): ARTPO (BW, GH, claims and 10 be republished in ths evers of receipt of :
Gulmmnwtm-m'snlsllﬁﬂlmwvmr amsndments L]
ZW), Borasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), j
Baoropesn (AT, BE, BG, CH, CY, C2Z, DE, DK, EE, ES, F1, bllcation International search report: . &
FR, B, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, (RE) Date of pu of the 17 November 2005 :

SR, 81, SK, TR), OAFI (BF, BJ, CF, CQ, C1, CM, GA, GN,

) wl . 4 ]

oQ G ML, MR, NE, SN, T, T0h. for two-letier codes and ather abbreviations, refer to the "Guid- \
Puoblished: ance Notes on Codes and Abbreviaiions” appearing at the begin-

— with international seanh report ning of each: reguiar Issue of the PCT Gazette.
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TREATY) ETATS UNIS D'AMERIGUE
(PCT Rule 44bia. 1(c))
Duto of meiling (dapinonthvear)
14smurm (14.09.2008)
Applicent’s or agent’s file reforence
48577 IMPORTANT NOTICE
Intemationsl spplicstion No. Intexoationsl filing dute (daydmontivimar) Priority date ( dayimonch/vaar)
PCTAIS82005/008505 02 March 2005 (02.03.2006) 03 March 2004 {03.03.2004)
Applicant
HUBBELL INCORPORATED at sl

P i e

. ‘The Intamaticoal Bureas traramits baysewith a copy of the inrternations] peeliminery mport on patentabifity (Chapiar I of the Patent Coopaation

Facsimile No. +41 12 333 82 70

-n.:.-..u.: Bormn of WIPO ‘Antharized officer
{211 Ganovs 20, Bwitzeriant Philippe Becamel

c-mall: pil2@wipotee

Form PCT/IVI2S (famary 2004)
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PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTARILITY
(Chapter [ of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)
Applicet’s or agent’s file neference FOR FURTHER ACTION Seo ftem 4 below
Tnternational spplication No. Tnsmational filing date (deywinontivyear) Priocity dute (deyiwonth/year)
PCT/US2006/008505 02 Merch 2005 (02.03.2008) 03 March 2004 (03.03.2004)

Inlsmationa] Patant Classification (8th edition unless older adition indicated)
Ses relevant informalion In Form PCTASA/237

HUBBELL INCORPORATED

l. This internstional preliminary mport an petentahility (Chapior I) 1s jesued by the Inlomational Bumeso on behalf of the
Intarnational Searching Astherity under Rulo 44 bis.1(a).

2 This REPORT consists of 2 tom] of 4 shesty, incinding this cover sheet.

1o the attached shests, any refiarence #o the written opinion of the Intornationsl Scarching Authority shouk! bo road as a refronce
0 the intermatioval preliminery report on patsntabllity (Chapter I) instoad.

3. This report consaine indications ralating to the following liems:

DG Barar Baals of the report
[] Mo Priority
[[] axno.m Nou-catablishment of apinion with ragand o novelty, inventive siop and indmtital
. [] sameav Laok of uzlty of tavextlon
B smre.v Rensonad statoment ander Articlo 35(2) with mgan to novelty, irventive step or indnsivial
spplicability; citations and expissstions supporting mch statement
[] sxNo.vr Cartain docements ched
" [] Boao.vm Cartaln duficty in the intetionsl application
| [C] soxro. v Cartain chesrvations o the istrnational appication

4. ‘The Internstional Brvesu will commamicate this report to designeied Offices in acoordance with Rules 4450s.3(c) and 93bir.1 but
amm;mmnmmmmmmhmdmmmum

m

Duts of ssumnce of this repart
05 Seplamber 2008 (03.08.2008)
Anthaciyed officer

Phifippe Becamel
o-mall: pt12@wipoiut

Form PCTAR/373 (Jamary 2004)



" TRATAD DE COOPERACION DE PATENTES
de la AGENCIA INTERNACIONAL

PCT P
BICKS, Mark
NOTIFICACION REFERENTE A LA PRESENTACION | 1300 16th Street, N.W.
O TRANSMISION DE DOCUMENTOS Suite 600
DE PRIORIDAD Washington, DC 20038

{PCT Instrucclones administrativas, sseccién 411) ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Fecha de Envio (dla/mes/afio)

11 de mayo de 2005 (11.05.2005)

Rsl’arang;;g’wlw del solicitante o agents NOTIFICACION IMPORTANTE
Sollcitud Intemacional No. Fecha de Registro Intemacional (fecha/mes/afio)
PCT/AUS05/006595 2 merzo 2005 (02.03.2005)

Fecha Publicacién Intemacional (dle/mes/afio) Fecha Prioridad (dla/mes/afio)

3 da marzo de 2004

Solicitante

HUBBELL INCORPORATED et al

Por medio de este formato, que reemplaza cualquler notificacién expedida respecto de la presentacién o
transmision de documentos de prioridad, el solicitante se notifica de la fecha de recibo por ia Oficina
Internacional de los documentos de prioridad que se relacionan con todas las solicibudes anteriores, cuya
prioridad se reivindica. A menos que se indique kb contrario con las letras "NR®, en la columna de Ia
derecha, o con un asterieco que aparezrca al lado de la fecha de recibo, el documento de prioridad
correspondiente fue presentado o transmitido a la Agencia Intemacional en cumplimiento de la norma
17.1 (@) o (b).

(Siuelcno)Laslcu-"NR'queaparmnenIacolumnadeladeredumdneanmdoeumnbdn
prioridad que, or - O por cor - nrmato, todavia no habla sido reclibido por
la Agencia lnlnrnulonll de acuerdo con la Regla 17 1(a) o (b). Cuando, de acuerdo con la Regla
17.1(a) , e documento de prioridad deba presentarse por el solicitante a la oficina receptora o a la
Agencia Intemacional, pero el solicitants no presenta al documento de prioridad dentro del limite de
tiempo aplicable de acuerdo con esa norma, se llama la atencién del solicitante sobre la Regla 17.1(c)
que dispone que ninguna Oficina designada puede hacer caso omiso de Ia reivindicacién de priorided
antes de dar al soliciiante una oportunidad, a la entrada a ia fase nacional, para suministrar el documento
de prioridad dentro de un limite de iempo que sea razonable de acuerdo con las circunstancias.

(Sl es al caso) Un asteriaco (*) que aparece al lado de una fecha de recibo, en la columna da la
derecha, Indica un documento da prioridad presentado o tranamitido a la Agencia Intemnacional
pero no en cumplimiento de la Regla 17.1(a) o (b) (¢l documento de prioridad se reciblé después
del tiempo aplicable, de acuerdo con la Regla 17.1 (a) o la solicitud para preparar y transmitir el
documento prioritario presentado a la Oficina receptora después del limite de tiempo aplicable de
acuerdo con la regia 17.1(b). Aun cuando sl documento de prioridad no fue suministrado en
cumplimiento de la Regla 17.1(a) o (b), Ia Agencia Intemacional no obstante transmitird una copla
del documento a las Oficinas designadas, para su consideracion. En caso de que la copla no sea
aceptada por Ia Oficina de recibo como un documento de prioridad, la Regla 17.1 {c) dispone que
ninguna Oficina designada podré hacer caso omiso de la relvindicacién de prioridad antes de dar
al solicitants una oportunidad, a la entrada en |a fase naclonal, para presentar el documento de
prioridad, dentro d el limite de iempo que sea prudencial de acuerdo con las circunstancias.

Fax No.: +41 227401438

Fax No.: w41 22 338 7080
Teléfono No.: +41 22 338 8784

Fecha de Prioridad Solicitud de Eals u Oficina Regional Fecha de Recibo
Prioridad No, 4 Oficing Realonal PCT
3 de marzo 2004 10/791,202 us 3 de marzo 2008
(03.03.2004) (31.03.20085)
The Intemational Bureau of WIPO Funcionario Autorizado
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Suiza Fliall Mehdl

ch



TRATADO DE COOPERACION DE PATENTES

De la AUTORIDAD DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

Para: PCT
MARK BICKS, NOTIFICACION DE TRANSMISION DEL INFORME
ROYLANCE, ABRAMS BERDO & GOODMAN, LLP. DE BUSQUEDA INTERNACIONAL Y EL CONCEPTO
1300 16th Strest, NW. ESCRITO DE LA AUTORIDAD DE BUSQUEDA
SUITE 800 INTERNACIONAL , O LA DECLARACION
Fecha de Envio por Correo (diavmes/afno)
29 de septiembre de 2005
Referencia archivo del solicitante 0 agente PARA ACCION POSTERIOR Ver pérrafos 1 y 4 mds
48577 adglante
Solicitud Internacional No. Fecha de Registro Internacional {dia/mes/afio)
PCTAUSOS/08595 2 marzo 2005 (02.03.2005)

Solicitante:

HUBBELL INCORPORATED

3

1.

2.

4.

x B solickants se noliica dal informe de bisqueda intamacionsl y el concapto escrito de la autoridad de Bisqueds
Intamacional ha sido ssizhiscido y se tranamite aqul.
Pressntaciin de enmiendas y daclaracidn segin Articulo 19:
(E"I'-ﬁ-wm . o asl lo desea, & modificer ins reivindicacionss de in solieliud nbsmacional

Cumdo? £l imils de tiempo para preseniar izs modiicacionss normalments son dos meses deede la facha de
transmisién del informe de bdsguady intemacional.

Démia? Directaments en la Agencia internacional de WIPO, 34 chemin des Colombeties, 1211 Geneva 20, Sulra,
Facsimile No.(41-22) 330.82.T0

Para instruceionss mis detalindas, ver notzs en ia hoja adjunie.

I:l El solicitante ae notifica que no ge astablecid ninguin informe de busqueda intermacional y que la
declaracion de acuerdo con el articulo 17(2)(a) para tal efecto y el concepto escrito de la autoridad
de Busqueda Internacional ee tranamiten aqul.

D Con respecto del protesto contra pago de una(s) comision(s) de acuerdo con la Regla 40.2, el
solicitante se notifica que:

|:| El protesto jurio con la deciaién han sido transmiidos a ia Agancia Intsmaciona! junto con s solicitud del
solialinnte tank del protesto coino de b deciskn & les Oficinas designades.

D No se ha tomado ninguna dealaidn fodavia sobre ol profesio; &l soliciiants send notificedo tan pronio sepamos
I decislon.

Poco deapuéds del vancimiento de 18 meses desde la fecha de prioridad, Ia solicitud intemnacional senrd publicada por
= Agencia intemecional, 81 ol soiiciiante desea evitar o postergar la publicacién, debe allegar a ia Agencia
intemacional de acuerdo con iss Regias 904/s.1 y 80bia.3, respectivaments, un aviso de retiro de ia solicitud
intamacional, o de la reivindicacién de proridad, antes de la terminecion de las preparaciones para fa publicacién
Internacional.
El solicitants podré presentar comentarios con una bass informal sobre la opinidn escrita de la Autorided de Blisqueda
internacional a la Agencia Intemacional. La Agencia intemacional enviand una copla de esos comentarios a todas las
oficinas designadas a menos que se haya satablecido o se deba esiablecer un informe dal axamen preliminar
internacional. Estos comentarios tamblén estarfan disponibles al piblico, pero no antes de la axpiracién de los 30
meses desde |la fecha de prioridad.
Dentro de los 19 messs desde la fecha de prioridad, pero sclamsnte con respecio de algunas oficinas designadas, sa
debe presentar una solicitud de examen preiiminar internacionad ol ¢f solicitante desea postergar ia entrada en la fase
nacional hasta 30 meses deade la facha de prioridad (en asigunas Oficinas Incluso més tarde); de lo contrario, el
solicitante debe, dentro de los 20 meses deade la fecha de prioridad, realizar los actos prescriios para entrar en la
fase nacional ante estas Oficinas designadas.
Con respecio de otras Oficinas designadas, el limite de iempo de 30 masas (0 mis tards) se apiicanrd Incluso sl no se
solicitud dentro de los 19 meses.
Ver el anexo al Formato PCTARR01 y, para detalies acerca de los IImites de tiempo aplicables, Oficina por Oficina,
ver la Gula del Solicitants PCT, Volumen I, Capliulos Nacionales y ol sitio Intemet WIPO,

P.O. Box 1450

H—m 22313-14%0 Teléfono No.: 571-272-1569

Nombre y Direccldn Postal dal iIBA/US Funcionario Autorizado
Mal Stop PCT, Atn: ISA/US
Commissionsr for Putents JOSE DEES




PCT
INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

(PCT Articulo 18 y Reglas 43 y 44)
Referoncla archive del sclclanits o PARA AchON POSTERIOR
m Var Formaio PCTASA/220 y tambiin, cuando ssa of caso, tem 5 mds abajo
Solicitud Intemacional No. Fecha de Fecha de Prioridad (més temprana) (dia/mes/afic)
PCT/USOS/08585 internacional (dia/mea/afio) 3 marzo 2004 (02.03.2005)
2 marzo 2003 (02.03.2005)

Solicitante:
HUBBELL INCORPORATED

Este informe de bisqueda intamacional he sldo preparade por estn Auloridad de Bilequeds internacions! y se transmite af solicanie de
scuerdo con al Articulo 18. Se sstil framamilisndo una cople a ia Agencia iInlsmaalonal.

Ests Informe de intamacional consta de un total de 4 hojas.
Tamblén estd acompaliada de une copla de cade documento de arte aniarior dindo an este iInforme.

1. Base del informe
a. Con respecto al idioma, la busqueda internacional se realizd con base en:

E La solicitud intemacional en al idioma en que ss presentd

[[] una traduccion de ia solicitud intemacionat al , que es ol

idioma de una traduccién suministrada para loa fines de blisqueda internacional (Reglas
12.3(a) y 23.1(b)

[[] Con rospecto & una secucecis de deido macestido y/o aminodcido, revelads on Ia solicitnd intornacional, ver casilla No.1
[[] Algnnas reivindicaciones se encontraron no susceptibles de biisqueda, (Ver casilla No. If)

[] 5o carece deln wnidad de lnveacin (Ver casilla No. IIT)

Con respecto al titulo,

E El texto es aprobado como se presentd por el solicitante

2w NP

[]  E1 texto ha sido establecido por esta Autoridad para que diga lo siguiente:

5. Con respecto al abstract,

E El texto os aprobado como se presentd por d solicitante
[] Eltexto he sido establecido, de acuerdo con Is Regla 38.2 (b), por Ia Autoridad como aparece en Ia casilla
No. IV. El solicitante podrd, dentro de un mes dentro de la fecha de envio de este informe de biisqueda
internacional, enviar comentarios a Ia Autoridad.
6. Con respecto a los planocs o dibujos,
&. La figura de los planos para ser publicados con el abstract es la Figura No. 6:
Como lo suglers el solicitante
D Como se sslecciona por esta Autoridad, porque e solicitants no sugiere una figura

D Como se sslecciona por esia Autoridad, porque esta figura caracieriza mejor la Invencidn

b. D Ninguna de las figuras debe publicarse con el abstract.




Solicitud Intemacional No.
REPORTE DE BUSQUEDA INTERNACIONAL PCT/USOS/08505

A. CLASIFICACION DEL OBJETO
IPC(7) : HO5K7/08
USCL : 361/780,782,788
De acuerdo con la Clasificacion Intemacional de Patentes (IPC) o con la clasificacién nacional e IPC

B. CAMPOS CONSULTADOS

Documentacién minima buscada {sistema de clasificacién seguido por simbolos de clasificacion)
U.S.: 361/780, 762, 788, 790, 783, 764, 761, 762, 763, 764

Documentacion consultada diferente de la documentacién, diferents de la minima, én la medida en que los
documentos se incluysn en los campos buscados
NINGUNA

Base de batos electrénica consultada durante la bisqueda intemnacional (nombre de la base de datos, y
cuando sea el caso, tirminos de blaqueda utilizados)

Ver Hoja de Continuacién
C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS IMPORTANTES

?lr-ﬁ" Clin de documentos, con indicaclin, cuando sea ol caso, de los pdgines comespondentes E-'-:..Mm
A | US 6.089.823 A (PHOMMACHANH) 18 de Julio de 2000 (18.07.2000), ver todo ol documento 1-25
A | US 5.831.703 A (AEKINS) 3 de agosto de 1999 (03.08,1999), ver todo el documento 1-25
A |UB6.057.743 A (AEKINS) 2 de mayo de 2000 (02.05.2000), ver fodo ol documento 1-25
A |UB 8.844.535 A (BULLIVANT et al.) 31 de agosto de 1990 (31.08.199%), ver todo el documento 1-25
A |UB8.533.618 B1 (AEKINS) 18 de marzo de 2003 (18.03.2003), ver todo ol documento 1-25
A |US8.483.715B1 (CHEN) 10 de noviembre de 2002 (19.11.2002), ver todo ol documnento 1-25
A |US6.411.508 B1 (HIPP et al. ) 25 de junio de 2002 (25.08.2002), ver todo sl documento 125
A | U8 5.830.119 A (BERDING) 27 de Julio de 1999 (18.11.2002), ver todo el documento 1-25
A |US8.512.368 B1 (BERDING) 28 de enero de 2003 (28.01.2003), ver todo el documento 1-25

Xl Documentos adicionaies sa relactanan en ia continuacion de la casila G || Ver fmilia de patentes anexa

*  Catsgorias especiaies de documentos citados *P" Documento publicado antes de la fecha de registro
intemacionsal pero despubs de ia fecha de

ridad relvindicads
‘A" Documento que define el estado general del arte |“T"  Documento posterior publicado despuds de la fecha de
que no se considera de importancia parlicular registro Intamacional o de la fecha de prioridad y no estd

en conflicto con Ia solicitud pero es cliada para antender
dmamnlmndgldahlmuuh
“E” Salicitud anterior o patente publicada en o después | “X° Documento de parficular importancia; la invencidn

de a fecha de registiro internacional reivindicada no puede considerarss nueva o no se puede

considerar que implique un paso de Inventiva cuando un
documento se foma solo
*L"Documento que puede amojar dudas sobre|“Y" Documento de particulsr Imporiancia; la invencién
relvindicacidn(s) de prioridad 0 que se cita al relvindicada no puede considerarse que Implque un paso
eatablecer la fecha de publicacion de ofra cita u ofra de inventiva cuando el documento se combina con uno o
raxdn espacial (especificada) mids documentos, la combinacién que es evidenie pam
una persona callficada en el arte

*O" Documenio que se refiers a una revelacién omal, | “&" Documento miembro de la misma famiia de patentes
uso, sxhibicidn y otro medio

Focha de realizaciin achual de I bisqueda Fiemacionsl Facha de erwio por oareo dal informe da Disqueda iemacionsl 20 de
12 de sepiombre de 2008( 12.09.2005) septiembre de 2005

Nombre y direcaln de IBAVUS Funci Autorizado
Iﬂ'ﬂw PCT, pA:.IIBNUS Funcionario
o . g JOSE DEES

Aleandris, Viginia 22313-1450

Facsimile No. (703) 305-3230 Teléfono No. 571-272-1589




REPORTE DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud Intemacional No.
PCTAUS05/06595

D. (Continuacién) DOCUMENTOS CONSIDERADOS IMPORTANTES

Categoria® | Citacién del documento, con indicacién, donde sea Reclamacion No.
importante, de las paginas relevantes
A US 4.697.858 A (BALAKRISHNAN) 8 de octubre de 1-25
1987 (06.10.1987), ver todo el documento
A US 6.748.451 A (THOMPSON et al.) 5 de mayo de 1-25

1998 (05.05.1968), ver todo el documento

ry



Solicitud Intemacional No.
REPORTE DE BUSQUEDA INTERNACIONAL PCT/US05/08505

Continuacién de B. CAMPOS CONSULTADOS ftem 3:

Términos de Blsqueda USPGPUB: (back$1piane$1 back$1panel$1 back$1board$1
patch$1board$1 patch$1panel$1 mid$1plane$1).cim., (compensat$3 nolse parasiticy1 crosstalk$3
{cross adj talk$3) Interference emi rfi).cim.




TRATADO DE COOPERACION DE PATENTES

Para: DE LA AUTORIDAD DE

MARK BICKS, INTERNACIONAL
ROYLANCE, ABRAME BERDO & GOODMAN, LLP.
1300 16th Street, N.W.

SUITE 600
WASHINGTON, DC 20036

PCY

CONCEPTO ESCRITO DE LA AUTORIDAD DE
BUBSQUEDA INTERNACIONAL

BUSQUEDA

(PCT Regla 43 his.1)

Fecha de envio por comeo

(dla/mes/afio) 29 Sep 2005
Referencia archivo del solicitante o agente PARA ACCION POSTERIOR
48577 Ver pérrafo 2 més adelante
Solicitud Intemacional No. Fecha de Registro internacional | Fecha de Prioridad (dia/mes/afio)
PCT/USO5/08595 (dia/mes/afio) 3 marzo 2004 (03.03.2004)

2 marzo 2005 (02.03.2005)

Clasificacion de Patente Internacional (IPC) o tanto la nacional como la IPC
IPC(7): HOSK 7/06 y US Cl.: 361/780,782, 788

Solicitante:
HUBBELL INCORPORATED

1. Esie concepto contlene indicaciones refsrentes a los siguientes términos:

DX cesilaNo.!  Base del concepto

[} casitaNo.n  Prioridad

I:ICHIIIaNo.III No establecimiento de concepto con respecto a la novedad, paso de inventiva y

aplicabllidad industrial

[ ] CaslllaNo. IV Fatta de unidad de invencién

x CasillaNo.V  Declaracién sustentade de acuerdo con la Regla 43bis. 1(a)i) con reapecto a la novedad,
paso de inventiva y eplicabllidad industrial; citas y explicaciones que respaidan esa
declaracion

[] casileNo. V1 Algunos documentos citados

EI Casilla No. VIl  Algunos defecios en la solicitud intemacional

D Casiila No. Vil  Algunas observaciones sobre la solicitud intemacional

2. OTRAS ACCIONES

S| se reallza una solicitud de examen preliminar intemacional, este concepto se considerard que 88 un

concepto escrito de la autoridad de Examen Prefiminar Iinternacional ("IPEA") excepto que esto no se

aplica cuando el solicitante escoge una Autorided diferente de esta para que sea IPEA y la IPEA escogida

ha notificado a la Agencia Intemacional de acuerdo con la Regla 68.1bis(b) que las opinlones eacrites de

esta Autoridad de Blsqueda Intemacional no se considerans.

. Si este concapto, como se expone antes, se considera que es un concepto escrito de IPEA, el solicitante
se invita a presentar a IPEA una respuesta escrita junto con, cuando sea el caso, las enmiendas, antas

del vencimiento de 3 meses, desde la fecha de anvio por cormeo del Formato PCT/1SA/220 o antes de la

axplracion de 22meses desde |a facha de priorided, la que venza més tarde.

Para més opciones, ver Formato PCT/ISA/220

Para mayores detalles, ver notae del Formato PCT/ISA/220

Nombre y Direccién Posial del IBA/US | Fecha de realizacién de eate concepto | Funcionario Autorizado
Mall Stop PCT, Atin: ISA/US

Commissioner for Patenis 12 de sepliembre de 2005

P.O. Box 1450 (12.08.2005) JOSE DEES

Alexandria, Virginia 22313-1450
FacsimEs No. (703) 305-3230

Teléfono No.: 571-272-1569

P
40



PINION ESCRITA DE LA AUTORIDAD

Solicitud Internacicnal No.
DE BUSQUEDA INTERNACIONAL PCT/US05/065985
Caslila No. | Base de este concepto
1. Con respecto al idioma, este concapto ha sido establecido con base en:

X  La solicitud intemacional en el idioma en que se presents
[[] Unatraduccién de ia solicitud Intsmacional al

2. Con respecto & una secuencia de dcldo nucleétido y/o aminoécido, revelada en la solicitud intemacional,
y necesaria para la invencién reivindicada, este concepto eatablecido con base en;
a Tipo de Materia!

[[] unalista de secuencies

[C] tabla(s) relacionadas) con la lista de secuencias

b. Formato de Material

D en papel

|:| en formato electronico
¢. Tiampo de Presentaciér/suministro

D contsnido en la solicitud Internacional como se presentd
D presentada junto con la solicitud intemacional en formato electrénico

L__| suministrada posteriormente a la Autoridad para fines de blisqueda

3 [

Ademéds, en el caso de que 8e hay presentado o suministrado més de una versién o
copla de una lista de secuencias y/o tabla (s) relacionadas con las mismas han sido
presentadas o suministradas, las declaracionas requeridas que ia informacion en las

copias sigulentes o adicionales es idéntica y a la solicitud presentada o que nova més allé de Ia
que se presentd, segun el caso, fueron suministradas.

4, Comentarios adicionates

, que a3 ol idioma de una traduccidn
suministrada para los fines de bisquaeda internacional (Reglas 12.3(a) y 23.1(b)

A



OPINION ESCRITA DE LA AUTORIDAD

Solicitud Internacional No.
DE BUSQUEDA INTERNACIONAL BT IUSOL 6505

Casllia No. V Declaracion sustentada de acuerdo con ia Regla 43 bis.1(a)(l) con respecto de la
novedad, paso de Inventiva o aplicabliidad Industrial; ias citas y explicaciones que sustentan
esta declaracién

1. Declaracién
Novedad (N) Relvindicaciones 1-25 ]|
Reivindicaciones NINGUNA NO
Altura Inventiva (IS) Reivindicaciones 1-25 Sl
Reivindicaciones NINGUNA NO
Aplicabilidad Industrial (IA) Relvindicaciones 1-25 St
Reivindicaciones NINGUNA NO

2. Chitas y Expiicaciones

Las reivindicaciones 1-18 cumpien los criterios estipulados en el Articulo PCT 33(2)3) porque el
arte anterior no ensefla o pricticamente sugiere la combinacién de un circuito de comunicacién
dispuesto en al mencs una primera capa de la pluralidad de capas y eléctricamente conectado entre
un conecto de desplazamiento de aislamiento (IDC) en un PD/Usuario final y un conector RJ45 en
un exiremo del equipo de telecomunicaciones, y al menos uno de un modular removible o
componente electrénico fijo, eléctricaments unido con el circuito de comunicacién, el componente
comprendido al menos de un circuito activo dispuesto en al menos una segunda capa de la
pluralidad de capas.

Las relvindicaciones 17-25 cumplen los criterios estipulados en PCT Articulo 33(2)-(3), porque el
arte anterior no ensefia o practicamente sugiere la combinacién de disposicién en al menos una
primera capa de la pluraiidad de capas un circuito de comunicacion, el circuito de comunicacién
eléctricamente unido entre un conector de desplazamiento de alslamiento (IDC) en un PD/Usuario
final y un conector RJ45 en un extremo de telecomunicacién y que se dispone al mencs en una
segunda capa de la pluralidad de capas en al menos uno de un modular removible y components
electrénico fijo eléctricaments unido con un circuito de comunicacién, el componente comprendido
de al menos un circulto activo.

Las reivindicaciones 1-25 cumpien los criterios estipulados en PCT Articulo 33(4), y de este modo
cumpie la aplicabilidad Industrial porque el objeto reivindicado puede hacerse o utifizarse en la
industria.
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(23) Fecha de solichud: 03-10-2006 (71) Solictante(s): HUBBELL INCORFORATED
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(54) Thulo: MIDSPAN PANEL IIE INTEROONEXON CON CIRCUITO DE COMPENSACIONPARA EQUIPO DE TERMINAL DE
DATOS, INSERCION DE QOBBIENTE Y RECOLEOCION DE DATOS

Reivindicacién(es):

1. Un panel de interconexion de caracteristicas de compensacién avanzadas que puede incluir componentes
electrénicos modulares removibles o fijos, donde el panel de interconexién proporciona niveles de
desempefio mejorados, dicho panel de interconexién incluye:

Una tarjeta de circuito impreso multicapa del panel de interconexién que cuenta con uma variedad
de capas.

Un circuito de comunicaciones dispuesto sobre al menos una primera capa de la variedad de capas
y acoplado eléctricamente entre un conector de desplazamiento de aislamiento (IDC) PD/Usuario final y un
conector RJ45 en el equipo terminal;

Al menos un componente clectrénico modular removible o fijo acoplado eléctricamente con el
circuito de comunicaciones, dicho componentes se tiene al menos un circuito activo dispuesto sobre al
menos una segunda capa de la variedad de capas para proveer una caracteristica avanzada; y

Una variedad de elementos de compensacién dispuestos sobre al menos una capa para establecer un
acople capacitivo e inductivo de compensacidn con los circuitos activos para minimizar significativamente
al menos uno de los efectos resultantes del circuito activo mencionado y de esta forma tener niveles de
desempefio mejorados.

2. Un panel de interconexién de caracteristicas avenzadas de compensacién que, como los que se
reivindica en 1, puede incluir componentes electrénicos modulares removibles o fijos, dicho circuito de
comunicaciones incluye al menos una pista de transporte de sefial o un circuito de enrutamiento de
telecomunicaciones.

3. Un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas de compensacién que, como se reivindicaen 1,
puede incluir componentes electrdnicos modulares removibles o fijos, dichas caracteristicas avanzadas



incluyen al menos una caracteristica de deteccion avanzada, caracteristica de operacién ldgica y
caracteristica de insercién de potencia.

4. Un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas que, como se reivindica en 1, puede incluir
componentes modulares removibles o fijos; los circuitos activos incluyen al menos una capa de
enrutamiento secundario del circuito activo, un componente de circuito activo, un componente IDC,
conector de modulo de entreda y enrutamiento primario para los circuitos activos.

5. Un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas de compensacién que, como se reivindicaen 4,
puede incluir componentes modulares removibles o fijos, donde los componentes del circuito activo
incluyen al menos un condensador de bloqueo DC.

6. Un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas que, como se reivindica en 4, puede incluir
componentes modulares removibles o fijos, donde los componentes del circuito activo incluyen al menos
un fransformador de derivacién centmal.

7. Un panel de interconexién de caracteristica avanzade que, como se reivindica en 4, puede incluir
componentes modulares removibles o fijos, donde los componentes del circuito activo incluyen al menos
un amplificador operacional.

8. Un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas que, como se reivindica en 1, puede incluir
componentes modulares removibles o fijos, donde los elementos del circuito de compensacién dispuestos

-
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sobre al menos una capa incluye por lo menos una de un elemento inductivo, capacitivo y reactivo para .

establecer el acople de compensacién con el circuito activo.

9. Un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas que puede incluir componentes modulares
removibles o fijos como se reivindica en 8, donde el elemento inductivo, capacitivo y reactivo constan de
una pista de transporte de sefial.

10. Un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas que puede incluir componentes modulares
removibles o fijos como se reivindica en 8, donde el elemento inductivo, capacitivo y reactivo esta
compuesto de un circuito capacitivo de lémina de aluminio conductivo.

11. Un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas que, como se reivindica en 1, puede incluir
componentes modulares removibles o fijos, donde los efectos adversos incluyen alguno de los siguientes:
nivel incrementado de ruido, reflexién, acople inductivo adverso y acople capacitivo adverso.

12. Un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas que, como se reivindica en 1, puede incluir
componentes modulares removibles o fijos, donde los niveles de desempefio mejorado incluyen al menos
alguno de los niveles de desempefio de las categorias 3, 5, 5e, 6, 6e y 7 y mayores.

13. Un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas que, como se reivindica en 1, puede incluir
componentes modulares removibles o fijos, donde la tarjeta de circuito impreso multicapa del panel de
interconexién se compone ademis de un tamafio de panel 3U que tiene al menos 48 puertos.

14. Un panel de interconexién de caracterfsticas avanzadas que, como se reivindica en 1, puede incluir
componentes electrénicos modulares removibles o fijos, donde 1a tarjeta de circuito impreso multicapa del
panel de interconexién consiste de un panel que tiene al menos 48 puertos y al menos uno de una altura de
1U,20y3U.

15. Un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas que, se reivindica en 1, puede incluir
componentes electronicos modulares removibles o fijos como, donde Ia tarjeta de circuito impreso

multicapa del panel de interconexién se compone ademés de un mecanismo de administracién del cable.



16. Un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas que, se reivindica en 1, puede incluir
componentes electrénicos modulares removibles o fijos, donde la tarjeta de circuito impreso multicapa del
panel de interconexion se compone del circuito activo y el mecanismo de administracién del cable
acomodado adyacente a y en entre el circuito de comunicaciones sobre una superficie de la tarjeta de
circuito impreso del panel de interconexién.

17. Un método para fabricar un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas que puede incluir
componentes electrénicos modulares removibles o fijos los cuales de forma separada o en combinacién son
capaces de proporcionar caracteristicas avanzadas tales como deteccién de dispositivos e insercién de
potencia, donde el panel de interconexién proporciona niveles de desempefio mejorados, tal método
comprende los siguientes pasos:

Ensamble de una tarjeta de circuito impreso multicapa del panel de interconexién que tiene una
variedad de capas;

Acomodar sobre al menos una primera capa un circuito de comunicaciones, acoplar eléctricamente
el circuito de comunicaciones entre un conector de desplazamiento de aislamiento (IDC) en un PD/Usuario
final y un conector RJ45 en un equipo terminal de telecomunicaciones;

Acomodar sobre al menos una segunda capa alg(in componente electrénico modular removible y
fijo acoplado eléctricamente con el circuito de comunicaciones, dicho componente se compondrd de al
menos un circuito activo que proporciona alguna caracteristica avanzada; y

Colocar sobre al menos en una capa un elemento del cucmtodeoompensamdnpanalablecenm
acople capacitivo ¢ inductivo de compensacién con el circuito activo y de esta forma minimizar
sustancialmente al menos un efecto adverso resultante de dicho circuito activo y proporcionar niveles de
desempefio mejorados.

18. Un método para fabricar un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas como se reivindica en
17, que incluye ademss colocar sobre la primera un circuito de comunicaciones incluyendo al menos una
pista para transporte de sefial o un circuito de enrutamiento de telecomunicaciones.

19. Un método para fabricar un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas como se reivindica en
17, incluye ademés colocar sobre esta segunda capa al menos un componente electrénico modular
removible o fijo que incluye al menos una capa de enrutamiento secundario del circuito activo, un
componente de circuito activo, un componente 1DC, conector de médulo de entrada y enrutamiento
primario del conjunto para los circuitos activos.

20. Un método para fabricar un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas como se reivindica en
19, donde el componente de circuito activo incluya al menos un condensador de bloqueo DC.

21. Un método para fabricar un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas como se reivindica en
19, donde el componente de circuito activo incluya al menos un transformador de derivacién central.

22. Un método para fabricar un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas como se reivindica en
19, donde el componente de circuito activo incluya al menos un amplificador operacional.

23. Un método para fabricar un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas como se reivindica en
17, donde el elemento de circuito de compensacién dispuesto sobre al menos una cape incluye al un
elemento inductivo, capacitivo y reactivo para establecer el acople de compensacién con el circuito activo.

24. Un método para fabricar un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas como se reivindica en
17, donde los efectos adversos incluyen al menos nivel incrementado de ruido, reflexidn, acople inductivo
adverso y acople capacitivo adverso.
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25. Un método para fabricar un panel de interconexién de caracteristicas avanzadas como se reivindica en
17, donde los niveles de desempefio mejorado incluyen al menos y uno de los niveles de desempefio de las

categorias 3, S, Se, 6, 6e y 7 y mayor.
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niveles do fimeionemisnto aquivalenies mgin oo requien compensando Jos cleoinininos aotivos ulilixados pa dar camcioristions svenrades medisnso d wo do elesmine de aiconto
inductivos, capsoitivos y resctivos & los componenies pem eompanser earsoleristicss clocindmices svgnandes
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SUPERINTENDENCIA

REQUISITOS MINIMOS PARA ADMISION A TRAMITE

PCT '
PATENTE DE INVENCION [,1/ MODELO DE UTILIDAD [ ]
4 Indicacién de que se solicita la concesion de una patente - [)]/ "
¢ Datos de identificacion del solicitante o de la persona que presenta la solicitud [/1/
¢ Descripcién de la invencién [1]/ P
€ Dibujos de ser estos pertinentes []
4 Comprobante de pago de las tasas establecidas ' [
COMPLETA | ' INCOMPLETA [ ]

DISERO INDUSTRIAL' [ ]

€ Indicacién de que se solicita el registro de Disefio Industrial []

¢ Datos de identificacién del solicitante o de la persona que presenta la solicitud [ 1]

¢ Representacién gréfica y fotografica del Disefio Industial 0 muestra del '[ 1
material que Incorpora el disefio

4 Comprabante de pago de las tasas establecidas [1]

COMPLETA [ ] INCOMPLETA [ ]

ESQUEMA DE TRAZADO [ ]

4 Indicacién de que se soliclta el registro de un Esquema de Trazado [
4 Datos de identificacion de! solicitante o de la persona que presenta la solicitud [
4 Representacion gréfica del esquema trazado [
¢ Comprobante de pago de las tasas establecidas [

el Bl Bl Bl

COMPLETA [ ] ] INCOMPLETA [ ]

Firma Responsable

Fecha Carrera 13 No. 27-00 Piso 5, 7 y 10
Conmutador: 3 82 08 40
Fax: 350 52 20
E-mai:
www.sic.gov.co
Bogoté, D.C., Colombla




REPUBLICA DE COLOMBIA (\g
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCI

Bogot4,
2020

Doctor (a)
CARDENAS A JESUS ABELARDO

REFERENCIA Radicacién No. 6 99681
Solicitud internacicnal PCT/UB82005/006595
Facha inicio fase nacional 03/10/2006

Trimite 11
Evento 379
Actuaclién 430

oficio No. vs-13888

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de
la Decislém 486 de la Comisibn de la Cominidad Andinse, articulo 27 del Tratado de
Cooperaclén en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Clrcular
Onica de la Buperintendencia de Industria y Comerclo, se le comunica que:

1. La s8olicitud no contiene 1la copla del documento en que conata la cesiéné
derecho a la patente dsl inventor al solicitante o a su causante. (Art. 26-k)
Decisifn 486.

2., La solicitud no contiene el poder debidamente otorgado, con el lleno de los
requisitos exigidoa por los articulos 63 y subsiguientes del C&digo de
Procedimiento Civil. Adiciocnalmente, deberf presentar el documanto que acredita la
existencia y representaciém legal de la socliedad solicitante, cuando &sta fuere
persona juridica.

En cumplimiento da lo dispuesto por el articulo 39 de la Decisién 486, se le
requieres para que dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de
notificacién del presente oficlo, complete los requisitos anteriormente enunciados.
En casc de no dar cumplimiento al presente regquerimiento, la solicitud se
considerarf abandonada y perderi su prelacién.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal
e), del capitulo to del titulo primero de la Clrcular Unica No.10 de 2001.

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista de

fecka_; BYUIC. 2008



